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CAPITULO 1. INTRODUCCION




1.1 INTRODUCCION

Por el afio 1928, Elton Mayo dio los inicios en lo que se conoce como el
movimiento de las relaciones humanas; en sus estudios descubrié que el trabajo
tiene mejores resultados cuando los trabajadores tienen buena actitud y estan

motivados.

Frederick W. Taylor

Es conocido como el padre de la administracién cientifica y de la Ingenieria
Industrial. Taylor fue la primera persona en emplear un cronémetro para estudiar
el contenido del trabajo, por ello es considerado como el fundador del estudio de

tiempos.

Los principios de la administracion cientifica de Frederick W. Taylor

Los principios se pueden enunciar de la siguiente manera:

e Desarrollo de una ciencia para cada elemento de trabajo de una
persona, reemplazando por tanto los métodos empiricos anteriores.

e Seleccion del mejor trabajador para el desarrollo de cada tarea y
capacitarlo en un método preestablecido.

e Fomento de la cooperacién entre la gerencia y el sindicato de
trabajadores en relacion a los métodos preestablecidos.

e Division del trabajo, de modo que cada quien realice el trabajo que mejor

sabe hacer.

Elton Mayo, Frederick W. Taylor, Ishikawa, y Pareto, toman muy en serio
gue la buena actitud y la motivacion; la administracién cientifica nos permite
realizar mejor las actividades empresariales por eso son un ejemplo para mi

trabajo de investigacion.




1.1.1 Actitudes y valores al ofrecer “control estadistico de la calidad en el

servicio al cliente”

=

Honesto en la recepcion del equipo

Cumplido en el manejo de las normas de seguridad

Organizado en su lugar de trabajo

Cuidadoso en el manejo de la herramienta

Precavido en el desensamble del equipo de las piezas

Pulcro en la limpieza de las superficies externas/internas de la CPU
Creativo en la solucion de problemas

Honesto al ensamblar partes

© © N o O B~ WD

Responsable en la entrega en buenas condiciones y a tiempo de la CPU

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El propésito de el “Control estadistico de la calidad en el servicio al cliente”
es reducir en el proceso la pérdida de tiempo y recursos, gastos innecesarios,
obstaculos y errores, para satisfacer el cliente.

Solo se gasta tiempo corrigiendo un error si este existe. No es suficiente
saber esto, pero si, saber la forma de lograrlo. Esperando en este caso que el
control estadistico de la calidad mejora el servicio al cliente cuando se detectan

causas que hacen fallar a su computadora y se solucionen.
1.3 HIPOTESIS O SUPUESTOS
1.3.1 Hipotesis nula

El control estadistico de la calidad mejora el servicio al cliente cuando se

detectan causas que hacen fallar a su computadora.




1.3.2 Hipétesis alternativa
El control estadistico de la calidad No mejora el servicio al cliente cuando

se detectan causas que hacen fallar a su computadora.

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general
Realizar el control estadistico de la calidad en el servicio al cliente.

1.4.2 Objetivos especificos
e Usar instructivo de la capacitacion de los trabajadores.
e Aplica el manual de mantenimiento preventivo y correctivo de un CPU.
e Utilizar herramientas de control estadistico de la calidad que permitan

mejorar el servicio al cliente, en la empresa.

1.5 ALCANCES

Traer a su negocio la reduccion de tiempo, dinero y eliminacion de errores
en un proceso, lo que lleva a buscar mejores resultados de negocio. identificar las
posibilidades de cambio y la necesidad de mejoras, es el momento de poner en
practica el proceso de una manera nueva. Esta es una parte delicada de la
optimizacién de procesos. identificar las posibilidades de cambio y la necesidad
de mejoras, es el momento de poner en practica el proceso de una manera nueva.
El alcance del presente trabajo es la elaboracion de un manual de mantenimiento

para el uso de una computadora.

1.6 LIMITACIONES

Las organizaciones se enfrentan constantemente al reto de producir mas
gastando menos. Para crecer, las empresas estan buscando maneras de mejorar
sus procesos de una manera que resulte en la reduccién de costos y en una

conciencia de lo que realmente representa cada proceso dentro de la empresa.




No importa cuéles fueron las herramientas, tecnologias y los recursos
invertidos. No importa las inversiones realizadas y ni siquiera los esfuerzos
empleados por el equipo. Un proceso ineficiente y no optimizado nunca va a
generar los resultados mas eficientes. Si se hace correctamente, la optimizacion
de procesos traerd a su negocio la reduccion de tiempo, dinero y errores en un
proceso, lo que lleva a mejores resultados de negocio. Una limitacion de la
presente tesis de investigacion es la disposicion de las personas usuarias a

proteger sus computadoras de manera adecuada.




CAPITULO 2. MEDOLOGIA PARA EL CONTROL ESTADISTICO DE LA
CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE




2.1 BOSQUEJO DE FUNDAMENTOS TEORICOS
A continuacién, se muestran los pasos para llegar al objetivo general del

“control estadistico de la calidad en el servicio al cliente” al optimizar su proceso:

2.1.1 Identificar
En primer lugar, es necesario identificar qué es la optimizacion de procesos
para su empresa. Piense en un proceso de su empresa que le estd costando més
de lo debido, o que esta causando el descontento de los clientes, o incluso
provocando estrés a los empleados.
Ahora, haga preguntas acerca de este proceso, con el fin de determinar cuél es

la columna vertebral del proceso, los articulos que no pueden cambiar.

e (Cual es el objetivo final de este proceso? ¢ Cual debe ser el resultado?
e Donde comienza el proceso y donde termina?

e ;Qué actividades son parte del proceso y lo llevan para adelante?

e ;Qué departamentos y funcionarios estan involucrados?

e ;Qué informacion viaja entre los pasos

Tenga en cuenta que nos preguntamos cual es el proceso y ho como lo hacemos.

2.1.2 Repensar
Este es el momento de mapear el proceso, con la preocupacién de como los
pasos se realizan, como fluye el proceso, como parte de la optimizacion de

procesos. Preguntese a si mismo y a su equipo las siguientes preguntas:

e /;Hay una mejor manera de llevar a cabo este proceso?

e COmMo se conduce exactamente este proceso?

e (Cuanto papel (por ejemplo), se utiliza en este proceso?

e (Cuanto tiempo demora para que el proceso sea realizado por completo?
e (Cuanto tiempo se pierde en la reanudacion y correccion de errores?

e ¢ Ddbnde se paraliza el proceso?




Es importante tener una visidbn micro y macro. Cada detalle es importante,
desde la forma como se escribe un correo electronico, hasta la percepcion de lo
que quiere el cliente.

Compare las respuestas a estas preguntas con el primer paso, tal vez asi,
usted descubrirA que las tareas que parecian esenciales, de hecho, son

prescindibles.

2.1.3 Implementar
Después de conocer el proceso en detalle e identificar las posibilidades de
cambio y la necesidad de mejoras, es el momento de poner en practica el proceso

de una manera nueva. Esta es una parte delicada de la optimizacion de procesos.

Es crucial tanto para los objetivos del proceso como para la optimizacion de
los mismos, que todos adopten el nuevo proceso desde el principio y apliquen

todos los cambios que muestran.

Asi podemos comprobar los resultados, obtener informacién y ver si las
mejoras fueron positivas o0 no. Puede suceder que el proceso no termine como
estaba previsto, que el equipo no se acostumbre, que la aplicacién no se haya

hecho correctamente. En tales casos, es necesario iniciar el proceso de nuevo.

2.2 CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE

Las empresas y organismos publicos que proporcionan servicios en México no
utilizan frecuentemente técnicas cuantitativas para el control de calidad de dicho
servicio, por lo que este trabajo representa una propuesta de control de calidad

mediante herramientas simples de control estadistico de calidad.




Existen diversas técnicas cualitativas y pocas técnicas cuantitativas como las
gréficas, que nos permiten determinar si la prestacion de un servicio se encuentra
bajo control; es decir, verificar si la calidad estd dentro de los estandares
establecidos por la empresa o institucién, o fuera de ellos.

2.3 SERVICIO AL CLIENTE: DETECCION Y REPARACION DE FALLAS EN
COMPUTADORAS
En el proceso de deteccidon de una falla y su seguimiento hasta el punto de

su aislamiento y posterior reparacion, utilizaremos una metodologia propia de las
disciplinas cientificas. Este es el método “Hipotético Deductivo” y a continuacién
se detallan las etapas que los constituyen:

I. Observacion y toma de datos.

II.  Elaboracién del diagnostico hipotético.

[ll. Etapa de comprobacion.

IV. Diagnéstico de certeza.

V.  Accion de reparacion.

2.3.1 Automatizar
Insistir en los mismos errores y esperar resultados diferentes, es la receta

del fracaso. Repetir y aumentar las practicas exitosas, es la clave para prosperar.

La automatizacion de procesos que han sido probados y aprobados,
distribtyalos por la empresa y vea los resultados en la reduccion de gastos, la
prevencion de errores, la disminucién de desperdicios y una mayor productividad.
(Ver llustracion 1)




llustracion 1. CPU sin carcasa.

Necesitamos investigar en la computadora cada uno de los elementos de

organizacion fisica para centrar la atencion respectivamente. (Ver ilustracion 2)

ORGANIZACION FISICA DEL COMPUTADOR

UNIDAD CENTRAL
DE PROCESAMIENTO
DISPOSITIVOS UNIDAD DE CONTROL DISPOSITIVOS
DE <> <> DE
ENTRADA MEMORIA CENTRAL SALIDA
UNIDAD LOGICA
Y ARITMETICA

{

MEMORIA
EXTERNA

llustracion 2. Organizacion fisica del computador.




2.4 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCESO PARA SERVICIO AL CLIENTE
DANDO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS

El cliente al recibir el servicio es atendido por nuestro personal
amablemente. A él le explicamos que el servicio se le ofrecera directamente si su
equipo no tiene garantia del proveedor, dando un presupuesto estimado de

reparacion, con la intencion de recuperar su funcionamiento.

Si el equipo tiene garantia, se le envia al soporte técnico, a un lugar
cercano que el proveedor tiene convenio como Cuernavaca, Acapulco o Ciudad de
México, donde se le comunica el costo de envio y recepcidén hasta la entrega del
equipo reparado o la reposicion de la unidad segun la poliza. (Ver ilustracion 3)
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llustracion 3. Mantenimiento correctivo de hardware.

En caso de no contar con la garantia, o documentos de péliza extraviados,
el cliente decide que su equipo se repare en nuestra empresa, de aqui nos
guiamos con los siguientes diagramas de flujo para dar servicio de diagndstico de

fallas. (Ver ilustracién 4)
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llustracion 4.Diagnéstico de fallas.




2.5 HOJA DE CONTROL DE DATOS

Cliente Serie de la Direccién electrénica teléfono Nombre o
numero maquina
ITEM PARTE DESCRIPCION DE COSTO DE COSTO
ESTADO REPARACION NUEVO
SIRVE
S| NO
01 MAIN BOAR
TARJETA
MADRE
02 CPU
03 MEMORIA RAM
04 DISCO DURO
05 DISQUETERA
06 LECTOR DE CD
07 TARJETA DE
VIDEO
08 TARJETA DE
SONIDO
09 TARJETA DE
MODEM
10 MONITOR
11 MAUSE
12 PARLANTES
13 COOLER
14 FUENTE DE EN

PODER




15 0TROS
16 ENVIO A
SERVICIO
TECNICO
17 MANO DE OBRA
18 ALMACEN Y
TRANSPORTE
RECIBE, TIEMPO DE REPARA | AUTORIZA | PRESUPUESTO TOTAL, A
TIEMPO DE ENTREGA PAGA
LLEGADA

Tabla 1. Hoja de control de datos.

El personal debera de llenar el reporte de que falla encontrd, describir que
lo causo y que puede solucionarlo, para comunicar al cliente y poder recibir su

autorizacion. (Ver tabla 1) En otro caso se resguarda el equipo para su devolucion.

2.5.1 Hoja de control (supervision técnica)

REPORTE DE MANTENIMIETO

FECHA DE RECIBIDO FECHA DE ENTREGA REPORTE No:
NOMBRE TELEFONO AUTORIZACION
CLIENTE
EQUIPO MODELO | SERIE FALLA

PRESENTADA

DIAGNOSTICO DE FALLA
FALLA CAUSA SOLUCION




OBSERVACIONES

PRESUPUESTO

Tabla 2. Reporte de mantenimiento.

2.6 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS DE FALLOS EN COMPONENTES DE
COMPUTADORA

Se realizé el registro en las hojas de control, luego se resumieron durante
cada mes los casos presentados. El registro discreto de los componentes
finalmente nos muestra que el fallo en el disco do las unidades USB, y la fuente y
monitor tiene mas frecuencia. En el caso de otros no es representativa porque alli

agregamos, botones, cables, protecciones, leds, bisagras que son comunes.

El diagrama de frecuencias nos facilita ver graficamente y opinar como que
se cumple que las piezas mas caras son las que mas se dafian y son un volumen
mayor de compras. Aunque un volumen fisico pequefio, como el caso de los

discos duros. (Ver tabla 3, 4y 5)

RESULTADOS MENSUALES

FRECUENCIA DE FALLO MES DE ENERO
MES CPU | UNIDAD | DISCO | PUER | TECLADO | MONITOR | FUE | MEMORIA | R | ADAPTADOR | OTROS
uUsB TOS NTE | RAM o | pEviDEO
DURO e} DE M
POD
ER B
[
o
s
ENERO | 4 28 40 6 12 10 7 4 514 32
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Tabla 3. Histograma de frecuencias de fallos en componentes de computadora.
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ABRIL 3| 18 | 40 19 36 3 1 15
MAYO 6 | 20 | 50 12 3 32 7 1 26
JUNIO 51 12 | 50 2 43 2 1 13 23
FALLAS 25| 108 | 237 | 36 59 42 196 28 17 47 163
SEMESTRAL
Tabla 4. Frecuencia de fallos en componentes de computadora semestral.
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Tabla 5. Resumen semestral de fallos en CPU.
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Graéfico 1. Frecuencia de fallos en componentes de computadora semestral.




RESUMEN SEMESTRAL

-

.

= UNIDAD USB = DISCO DURO = PUERTOS I/O TECLADO
= MONITOR = FUENTE DE PODER = MEMORIA RAM = ROM BIOS
= ADAPTADOR DE VIDEO = OTROS

Gréfico 2. Gréfica de pastel de resumen semestral de fallos.

Podemos observar graficamente que el servicio que se ofrece al cliente esta
en el disco duro, en segundo lugar, otros y tercer lugar unidades USB y en cuarto
lugar la fuente de poder. en el caso de otro se incluyen cables rotos, boto netas o

quitar virus, o agregar accesorios. (Ver grafico 1y 2)

2.7 DETECCION DE FALLAS EN UN EQUIPO DE COMPUTO MEDIANTE EL
DIAGRAMA DE CAUSA EFECTO DE ISHIKAWA O DE "PESCADO"

Médulo: Fallas en el equipo de computo.

Propdésito: Diagnostica fallas de los componentes fisicos y légicos de los

equipos de cOmputo en el procesamiento, almacenamiento transmision




recuperacion e impresion de la informacion apoyado en las recomendaciones de

los fabricantes la documentacién técnica y software de diagndstico.

Introduccién: Esta informacién nos ayudara a reconocer fallas en un
equipo de computo fisicos y logicos del equipo de computo mediante el diagrama

de pescado o Ishikawa que podran ver a continuacion.

¢ Qué es el esquema de pescado o Ishikawa?

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de espina de pescado,
diagrama de causa-efecto, se trata de un diagrama que por su estructura ha
venido a llamarse también: diagrama de espina de pez, que consiste en una
representacion gréfica sencilla en la que puede verse de manera relacional una
especie de espina central, que es una linea en el plano horizontal, representando

el problema a analizar, que se escribe a su derecha.

¢Para qué sirve?

Es una de las diversas herramientas para facilitar el analisis de problemas y
sus soluciones en esferas como lo son; calidad de los procesos, los productos y
servicios Este diagrama causal es la representacion grafica de las relaciones
multiples de causa - efecto entre las diversas variables que intervienen en un

proceso.

¢, Como se hace?
Para empezar, se decide qué caracteristica de calidad, salida o efecto se

quiere examinar y continuar con los siguientes pasos:

1. Hacer un diagrama en blanco.

2. Escribir de forma concisa el problema o efecto.




Escribir las categorias que se consideren apropiadas al problema: maquina,
mano de obra, materiales, métodos, son las mas comunes y se aplican en
muchos procesos.

Realizar una lluvia de ideas (rainstorming)de posibles causas vy
relacionarlas con cada categoria.

Preguntarse ¢por qué? a cada causa, ho mas de dos o tres veces. ¢Por
qué no se dispone de tiempo necesario? ¢Por qué no se dispone de tiempo
para estudiar las caracteristicas de cada producto?

Empezar por enfocar las variaciones en las causas seleccionadas como

facil de implementar y de alto impacto.

Para crear y organizar las espinas de un diagrama, hay que considerar lo

siguiente:

-Todas las espinas deben ser causas posibles.

-Todas las causas deben ser presentadas en las vias que indiquen cémo se

relacio

nan con el problema.

2.8 DETECCION DE FALLAS MAS FRECUENTES MEDIANTE EL DIAGRAMA
DE PARETO

¢, Como construir un diagrama de Pareto?

Paso 1: Identificar el problema.

Identificar el problema o area de mejora en la que se va a trabajar.

Paso 2: Identificar los factores.

Elaborar una lista de factores que pueden estar incidiendo en el problema,

por ejemplo, tipos de fallas, caracteristicas de comportamiento, tiempos de

entrega.




Paso 3: Definir el periodo de recoleccion.

Establecer el periodo de tiempo dentro del cual se recolectaran los datos:

dias, semanas, meses.

Utilizando Minitab 16.0 se obtuvo el diagrama de Ishikawa para encontrar las

causas mas frecuentes que generan mal servicio al cliente. (Ver ilustracion 5)

CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO

MAL
> SERVICIO
INADECUADO AL CLIENTE

llustracion 5. Diagrama de Ishikawa del mal servicio al cliente.

Conclusion del diagrama Ishikawa
En la variable maquina se encontraron 15 piezas que se dafiaban en los

computadores, solo graficamos 11 en el histograma de frecuencias por mas




representativas y de aqui visualizamos con el diagrama de Ishikawa que solo 3
componentes tienen mayor frecuencia de fallo y tienen mayor costo de refaccion.

Estas son el disco duro, la unidad USB y la fuente de poder.

En la variable Hombre encontramos que el personal se resiste a recibir la
capacitacion, no quiere canalizar el equipo al centro de servicio, dado que ingresa
menos dinero a la empresa; ademas muestra inadaptacion al trabajo y tiene bajo

nivel de estudio.

En la variable medicién, el trabajador confia en su experiencia porque el
equipo se mueve, pero las mediciones demuestran que falta voltaje, o intensidad
en los componentes, por eso trabajan lentos y mal. Y si se mide correctamente,

aunqgue funcionen deben de reemplazarse para que el equipo funcione excelente.

En la variable Materiales, dependemos de la calidad que consiga el
proveedor en el mercado, las marcas y los precios estan al dia, y conseguimos los

gue nos ofrecen porgue el costo de transporte eleva los costos de reparacion.

En la variable Medio ambiente, los equipos trabajan donde nosotros los
utilizamos y desgraciadamente ellos requieren de temperatura, humedad, libre de
polvo y grasa, minerales y estos dafan sus componentes, y no tenemos la cultura
de llevarlos al mantenimiento preventivo que es una limpieza rapida con quimicos
especiales que remueven polvo y contaminantes que reducen vida de

componentes.

En la variable método. Proponemos usar los diagramas de flujo de servicio,
gue validad el procesamiento del equipo. Pero la falta de motivacion del empleado
pasa por alto los procedimientos que no ayudéis a dar el mejor servicio al cliente.
Sugerimos continuar capacitando y entrenando al personal, o contratar a personal

con mas nivel de estudio para que sea mas eficiente el servicio que ofrecemos.




UTILIZANDO MINITAB 16.0 SE OBTUVO EL DIAGRAMA DE PARETO, DE
FALLAS SEMESTRAL. (Ver ilustracion 6)
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llustracion 6. Diagrama de Pareto de fallas semestral.

Conclusion del diagrama de Pareto

Podemos ver que los discos duros, las fuentes de poder y las unidades
USB son los elementos que tienen mas problemas. Y resumimos que son ademas
las mas valiosas, y hemos encontrado que el agua, los minerales en el polvo, la
fuerza en el manejo, y la contaminacion electrénica genera problemas en los
equipos. Finalmente, no tenemos un espacio con aire acondicionado y ventilacion
controlada con humedad relativa que alargue a vida de nuestros equipos. Otros

son el producto gancho que ayuda a convencer al usuario a traer sus equipos.




CAPITULO 3. MANUAL DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA EL
“CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE”




3.1 USO DEL INSTRUCTIVO PARA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES
La capacitacion es el proceso de entrenar al empleado de acuerdo al area

en la que se desenvuelve para que desempefie de forma correcta su trabajo.

3.1.1 Introduccién

Segun Chiavenato es; “la capacitacién del personal es el proceso de corto
plazo aplicado de manera sistematica y organizada, por medio del cual las
personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y competencias en

funcién de objetivos definidos”.

3.1.2 Definiciones
Gran parte de los problemas que se presentan en los sistemas de computo
se pueden evitar o prevenir si se realiza un mantenimiento periédico de cada uno

de sus componentes.

¢Necesita aprender a dar mantenimiento preventivo a una PC? En realidad,
montar una PC es algo que puede hacer cualquiera con un simple desarmador y
un poco de habilidad (y muchas veces de paciencia), ya que son equipos fragiles y

requieren de mucho cuidado para no estropear algin componente.

3.1.3 Mantenimiento

Es un servicio que agrupa una serie de actividades cuya ejecucion permite
alcanzar un mayor grado de confiabilidad en los equipos. Los objetivos del
mantenimiento:

A. Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas.

B. Disminuir la gravedad de las fallas que no se lleguen a evitar.

C. Balancear el costo de mantenimiento con el correspondiente al lucro

cesante.




El mantenimiento adecuado, tiende a prolongar la vida Gtil de los equipos, a
obtener un rendimiento aceptable de los mismos durante mas tiempo y a reducir el

numero de fallas.

3.1.4 Mantenimiento preventivo

Consiste en la revision periodica de ciertos aspectos, tanto de hardware con
de software en un pc. Estos influyen en el desempefio fiable del sistema, en la
integridad de los datos almacenados y en un intercambio de informacion
correcta, a la maxima velocidad posible dentro de la configuracion optima del

sistema.

El objetivo primordial del mantenimiento preventivo es evitar los fallos en el
equipo antes de que estos ocurran, asi como las consecuencias de los fallos del

equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran.

Ademas, se debe agregar que el mantenimiento preventivo en general se
ocupa en la determinacion de condiciones operativas, de durabilidad y de
confiabilidad de un equipo. En lo referente al mantenimiento preventivo de un
producto de software, se diferencia del resto de tipos de mantenimiento
(especialmente del mantenimiento perfectivo) en que, mientras que el resto
(correctivo, evolutivo, perfectivo, adaptativo.) se produce generalmente tras una
peticion de cambio por parte del cliente o del usuario final, el preventivo se
produce tras un estudio de posibilidades de mejora en los diferentes

modulos del sistema.

Dentro del mantenimiento preventivo existe software que permite al usuario
vigilar constantemente el estado de su equipo, asi como también realizar

pequefios ajustes de una manera facil.




3.1.5 Mantenimiento correctivo

Este proceso utilizado para resolver los problemas que se plantean cuando
el equipo no funciona. Es frecuente tener la accion de caracter puntual a raiz del
uso, agotamiento de la vida util u otros factores externos, de componentes, partes,
piezas, materiales y en general, permitiendo su recuperacion, restauracion o

renovacion.

Este mantenimiento se dara cuando exista el error ya sea fisico o légico. No
necesariamente este tipo de mantenimiento incluye al preventivo, pero una vez

corregido el error se puede aprovechar para prevenir otros.

Basicamente, el mantenimiento correctivo puede ser definido como la

reparacion de fallos que se han presentado sin previo aviso.

3.1.6 Clasificacion de mantenimiento preventivo y correctivo

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

HARDWARE SOFTWARE
PREVENTIVO CORRECTIVO INSTALACION, DESINSTALACION,
e Fuente de poder e  Preparacion de disco
e Floppy disk e Sistemas operativos
e Tarjeta madre e Drivers
e Memoria e Archivos temporales
e Microprocesador e Cookies
e Cd-Dwvd e Conflictos de software
e Ventilador — extractor e Depuracién del sistema
e Tarjetas pci, isa, agp (sonido, red, modem e Restauracion del sistema

interno) e Antivirus
e Teclado e Antispam
e Ratdn e Antispyware
e Monitor e Eliminacién de claves de acceso
e Impresoras
e Disco duro
e Disipador de calor
e Pilao bateria
e Cables ide — sata
e Escaner
e Modem externo
e Ruteador externo

N
!

Tabla 6.Clasificacion de mantenimiento preventivo y correctivo.




3.2 CLASIFICACION DE

LOS ELEMENTOS Y CARACTERISTICAS DE UNA

COMPUTADORA
Entrada Salida Ent/ Sal
e Teclado. e Monitores. e Unidad de Disco Magnético.
e Scanner. e Impresoras. e Controlador de Disco Duro.
e Lector Optico. e Plotters. e Drives (disk Floppy).
e Unidad CD-ROM e Bocinas o audifonos |e Unidad Zip.
e Unidad DVD-ROM e proyector e Unidad CD-RW
e Lector Codigo de e Unidad DVD-RW
barras. e Ruteador

e Unidad blu-ray
e Webcam

e microfonos

e Tarjeta de red inaldmbrica,
alambrica

e Tarjeta de sonido

Puntero Puertos Almacenamiento
e Mouse. e Infrarrojo e Disco duro interno
e Track Ball. e Bluetooth e Cd-rom
e Lapiz Optico. e Usb o Cd-rw
e Joystick. e Serial e Dvd-ram
e Paralelo e Memorias Usb

Memorias Sd card

Tabla 7. Clasificacion de los dispositivos periféricos de un pc.

3.2.1 Caracteristicas principales de una PC

A. Microprocesador: (marca: Intel, Amd, modelo: Pentium Celeron Athlon,

Duron, Semptron, velocidad en GHz). Fig. 1.

B. Memoria RAM
C. Disco Floppy

D. Capacidad de disco duro




E. Unidad de disco compacto

F. Unidad de tarjetas Sd

G. Tipos de puertos (Usb, Ethernet, Wireless, sonido)
H. Tipo y tamafio de Monitor

llustracion 7. Microprocesadores 1971-2011

3.2.2 Historia de los microprocesadores

Para su uso comercial, estos circuitos integrados comenzaron a
desarrollarse a mediados de los afios 50’s, aunque las primeras computadoras
se crearon durante le segunda guerra mundial. Las que ya contaban con
microprocesadores surgieron en los afios 70’s, cuando se completé el primer
dispositivo funcional. Describiremos los mas recientes, que aun estan en el

mercado.

2011: Intel Core Sandy Bridge

Llegan para remplazar los chips Nehalem, con Intel Core i3, Intel Core i5 e
Intel Core i7 serie 2000 y Pentium G. Intel lanzé sus procesadores que se conocen
con el nombre en clave Sandy Bridge. Estos procesadores Intel Core que no
tienen sustanciales cambios en arquitectura respecto a Nehalem, pero si los
necesarios para hacerlos mas eficientes y rapidos que los modelos anteriores. Es
la segunda generacion de los Intel Core con nuevas instrucciones de 256 bits,
duplicando el rendimiento, mejorando el desempefio en 3D y todo lo que se
relacione con operacién en multimedia. Llegaron la primera semana de enero
del 2011. Incluye nuevo conjunto de instrucciones denominado AVX y una GPU

integrada de hasta 12 unidades de ejecucion.




Ivy Bridge es la mejora de Sandy bridge a 22 nm. Se estima su llegada para
2012 y promete una mejora de la GPU, asi como procesadores de sexdécuple
ndcleo en gamas mas altas y cuadruple nucleo en las méas bajas, abandonandose

los procesadores de nucleo doble.

2011: AMD Fusion

Es el nombre clave para un disefio futuro de microprocesadores Turion,
producto de la fusion entre AMD y ATI, combinando con la ejecucion general del
procesador, el proceso de la geometria 3D y otras funciones de GPS actuales. La
GPU (procesador gréfico) estard integrada en el propio microprocesador. Se
espera la salida progresiva de esta tecnologia a lo largo del 2011; estando
disponibles los primeros modelos (Ontaro y Zacate) para ordenadores de bajo
consumo entre ultimos meses de 2010 y primeros de 2011, dejando el legado de
las gamas medias y altas (Llano, Brazos y Bulldozer para mediados o finales del
2011)

Mostramos a continuacion las caracteristicas mas comunes de los

microprocesadores en la tabla 3.

150 Arquitectura
MHz. 5,5 de ejecucion
Pentium 180 | 64 |millones _ 64 dinamica con
27/3/95 ) 4 gigabytes
Pro MHz. | bits | (0.32 Terabytes| procesador de
200 micras) altas
MHz. prestaciones
Pentium Il | 7/5/97
550 | 64
Pentium Il | 1999
MHz | bits
Pentium 4 | 2001 |2 GHz| 64




bits
2.26 | 64

Pentium M | 2003 _
GHz | bits
3.16 | 64

Core DUo 2| 2007 _
GHz | bits

Tabla 8. Microprocesadores 1971-20114

3.3 KIT DE HERRAMIENTAS

Recuerde que para cualquier labor de mantenimiento se debe utilizar la
herramienta adecuada. En cuanto al mantenimiento preventivo, podemos
mencionar las siguientes: Kit de herramientas de mantenimiento, quimicos y

accesorios. (Ver ilustracion 8)

llustracion 8. Kit de herramientas

Pulsera antiestatica. Esta elaborada con un material que no conduce
electricidad, funciona con un pequefio metal que hace contacto con la piel de la

mano y esta conectado a un cable que se conecta al chasis de la PC.

Juego de desarmadores (Estrella. Hexagonal, planos o cruz). Estos son
empleados para retirar tornillos que fijan la tapa exterior que cubre y protege
al gabinete, asi como componentes que se encuentran en el interior. Se emplean

normalmente para retirar los jumpers de los discos duros o unidades de CD-ROM:




a) Lampara pequeia

b) Franelas o pafios sin pelusa
c) Brochas de diferente tamafio
d) lupa

e) Aspiradora/compresora

3.3.1 Quimicos

a) Wd-40. Afloja todo.

b) Un bote de aire comprimido

c) Un bote de espuma limpiadora de superficies externas
d) una compresora

e) Alcohol isopropilico

3.3.2 Accesorios
a) kit limpiador para unidad de Cd's
b) Un kit limpiador para unidad floppy disk

3.4 ENSAMBLE Y DESEMSAMBLE DE EQUIPO
El proceso de desensamble consiste en ir desconectando cada uno de los
componentes de la tarjeta madre ya sea para un mantenimiento preventivo o

correctivo.

3.4.1 Reglas para ensamble y desensamble de una PC

El montaje y desmontaje de una maquina no requiere demasiados
esfuerzos ni conocimientos. Todos los componentes estan disefiados vy
estandarizados, de modo que el montaje resulte demasiado sencillo. Incluso la
configuracion tiende a ser automatica en la mayor parte de los aspectos,
incluyendo a nivel de software. Todas estas facilidades conllevan a que cualquier

persona pueda ensamblar un ordenador sin tener que ser necesariamente experta




en hardware. Es precisamente esa es la diferencia entre un técnico y un “cambia-
piezas”. El conocimiento de que estad haciendo lo correcto en cada, momento,

porque se hace y con qué material se trabaja.

a) Para conectar o desconectar algun dispositivo periférico, el equipo debera
de estar apagado, asi como todos los dispositivos periféricos.

b) Primero se deberan de conectar todos los dispositivos periféricos al
Gabinete y al final el cable de la corriente eléctrica.

c) Se desconectara primero el cable de la corriente eléctrica del gabinete y
posteriormente todos los dispositivos.

d) Identifique los colores de cada puerto y conector

e) Cada puerto corresponde a un conector por su color.

f) Todos los conectores tienen una forma Unica de entrada

g) Si el conector no entra, no lo forcé ni le insista.

h) Verifique la forma de entrada del puerto y del conector, para su conexion.

i) Jamas forcé un conector, ni generé traccion hacia arriba, hacia abajo o
hacia los lados, extraigalo en forma recta o directa.

j) Identifique los diferentes conectores interiores de la placa madre, antes de
desconectarlos.

k) En caso de ser necesario realice un esquema de los conectores de la placa
base.

3.4.2 Gabinete o chasis
Una buena caja es una excelente inversion, pues probablemente sera el
componente de nuestro flamante y recién comprado equipo que mas nos durara,

el tamanfo. Estas son las elecciones posibles:

a) Desktop (Sobremesa horizontal), es lo ideal, si el computador va a ser
utilizado en una oficina, encima de una mesa, por ocupar menos espacio,

en general tiene los mismos slots ISA y PCI, pero si que tiene menos




bahias para unidades de CD-ROM y unidades de Backus (normalmente
suelen tener dos) y menos espacio interno para discos duros internos

adicionales.

b) Mini-tower (Mini torre vertical) es una caja colocada en forma vertical, uno
de los problemas con esta es su poco espacio especialmente en formato
ATX, por cuestiones de refrigeraciéon del procesador, pues en muchos
casos en la caja mini-torre el chasis o la propia fuente de alimentacion

tapaba el procesador o incluso chocaba con él.

c) Medium-Tower (Torre mediana vertical) es la eleccibn mas acertada en la
mayoria de los casos, con un tamafo ajustado y con suficientes
posibilidades de expansidn externa e interna. La expansion de poseer
muchos componentes internos (tarjetas, discos duros, etc.) se esta
propenso a un  sobrecalentamiento. Ademas, la potencia de la fuente de
alimentacion de estas cajas no esta pensada para muchos componentes,

pero se puede cambiar.

d) Full Tower (Torre grande vertical) estan pensadas para servidores o
estaciones graficas, en donde se instalar gran cantidad de dispositivos,
para usuarios que van a instalar gran cantidad de componentes y tienen
miedo a que no circule bien el aire 0 a amantes del overclocking que
desean espacio para que el aire circule y enfrie el procesador. Sin
embargo, un gran tamafio no implica mejor refrigeracion, a menos que la

caja esté abierta.

3.4.3 Tarjeta madre
La Tarjeta Madre contiene los componentes fundamentales de un sistema

de computacién. Esta placa contiene el microprocesador o chip, la memoria




principal, la circuiteriay el  controlador y conector de bus. Ademas, se alojan los
conectores de tarjetas de expansion (zécalos de expansion), que pueden ser de
diversos tipos, como ISA, PCIl, SCSI y AGP, entre otros. En ellos se pueden
insertar tarjetas de expansion, como las de red, video, audio u otras. (Ver

ilustracion 9)

Aungue no se les considere explicitamente elementos esenciales de una
placa base, también es bastante habitual que en ella se alojen componentes
adicionales como chips y conectores para entrada y salida de video y de sonido,
conectores USB, puertos COM, LPT y conectores PS/2 para raton y teclado, entre
los mas importantes. Fisicamente, se trata de una placa de material sintético,
sobre la cual existe un circuito electronico que conecta diversos componentes que

se encuentran insertados o montados sobre la misma, los principales son:

a) Microprocesador o Procesador: (CPU — Unidad de Procesamiento Central)

el cerebro del computador montado sobre una pieza llamada z6calo o slot.

b) Memoria principal temporal: (RAM - Memoria de acceso aleatorio)
montados sobre las ranuras de memoria llamados generalmente bancos de

memoria.

c) Las ranuras de expansion: o slots es donde se conectan las demas tarjetas
que utilizara el computador como por ejemplo la tarjeta de video, sonido,
modem, red, etc. Dependiendo la tecnologia en que se basen presentan un

aspecto externo diferente, con diferente tamafio e incluso en distinto color.

d) ISA: Una de las primeras, funcionan a unos 8 MHz y ofrecen un maximo de
16 MB/s, suficiente para conectar un modem o una placa de sonido, pero
muy poco para una tarjeta de video. Miden unos 14 cm y su color suele ser

generalmente negro.




e)

f)

9)

h)

Vesa Local Bus: empezaron a usarse en los 486 y estos dejaron de ser
comunmente utilizados desde que el Pentium hizo su apariciéon, ya que fue
un desarrollo a partir de ISA, que puede ofrecer unos 160 MB/s a un
méximo de 40 MHz. eran muy largas de unos 22 cm, y su color suele ser

negro con el final del conector en marrén u otro color.

PCI: es el estandar actual. Pueden dar hasta 132 MB/s a 33 MHz, lo que es
suficiente para casi todo, excepto quizéd para algunas tarjetas de video 3D.
Miden unos 8,5 cm y casi siempre son blancas.

AGP: actualmente se utiliza exclusivamente para conectar tarjetas de video
3D, por lo que sdlo suele haber una. Segun el modo de funcionamiento
puede ofrecer 264 MB/s o incluso 528 MB/s. Mide unos 8 cm, se encuentra
a un lado de las ranuras PCI, casi en la mitad de la tarjeta madre o

principal.

La mayoria de las tarjetas madre o principales tienen mas ranuras PClI,
entre 5y 6, excepto algunas tarjetas madre que tienen Una ya que manejan
el sonido, ideo, médem y fax de forma integrada mediante chips.
Generalmente tienen una ranura ISA por cuestiones de compatibilidad o
emergencia y una ranura AGP. Algunas cuentan con una ranura adicional

para el caché externo muy similar a las ranuras de AGP.

Chips: como puede ser la BIOS, los Chipsets o controladores. La BIOS
(Basic Input Output System — Sistema béasico de entrada / salida) es un chip
gue incorpora un programa que se encarga de dar soporte al manejo de
algunos dispositivos de entrada y salida. Fisicamente es de forma

rectangular.  Ademas, el BIOS conserva ciertos parametros como el tipo




)

K)

m)

n)

de algunos discos duros, la fecha y hora del sistema, etc. los cuales guarda
en una memoria del tipo CMOS, de muy bajo consumo y que es mantenida

con una pila cuando el sistema sin energia. Fig. 4 Chips BIOS.

Este programa puede actualizarse, mediante la extraccion y sustitucion del
chip que es un método muy delicado o bien mediante software, aunque solo

en el caso de las llamadas Flash-BIOS.

Tipos de conectores para la corriente eléctrica. Fig. 5 tipos conectores,

pilas y Jumpers.

AT o Baby-AT. Baby AT: Fue el estandar durante afios, formato reducido
del AT, y es incluso mas habitual que el AT por adaptarse con mayor
facilidad a cualquier caja, pero los componentes estan mas juntos, lo que
hace que algunas veces las tarjetas de expansion largas tengan
problemas. Poseian un conector eléctrico dividido en dos piezas a
diferencias de las ATX que estd formado por una sola pieza mencionado

anteriormente.

ATX 20 y 24 pines. Son las mas comunes y difundidas en el mercado, se
puede decir que se estan convirtiendo en un estandar y pueden llegar a ser
las Unicas en el  mercado informatico. Sus principales diferencias con las
AT son las de mas facil ventilacion y menos enredo de cables, debido a la
colocacién de los conectores ya que el microprocesador suele colocarse
cerca del ventilador de la fuente de alimentacion y los conectores para
discos cerca de los extremos de la placa. Ademas, reciben la electricidad

mediante un conector formado por una sola pieza.

Conectores mas comunes.




0)

p)

a)

Conectores Externos. Son conectores para dispositivos periféricos externos
como el teclado, ratén, impresora, médem externo, camaras web, camaras
digitales, scanner, tablas digitalizadoras, entre otras. En las tarjetas AT lo
anico que esté en contacto con la tarjeta son unos cables que la unen con
los conectores en si, excepto el de teclado que si esta soldado a la propia

tarjeta.

Conectores Internos. Son conectores para dispositivos internos, como
pueden ser la unidad de disco flexible o comiunmente llamada disquete, el
disco duro, las unidades de CD, etc. Ademas, para los puertos seriales,
paralelo y de juego si la tarjeta madre no es de formato ATX. Antiguamente
se utilizaba una tarjeta que permitia la conexion con todos estos tipos de
dispositivos. Esta tarjeta se llamaba tarjeta controladora. Para este tipo de
conectores es necesario identificar el PIN nimero 1 que corresponde al
color Rojo sélido o punteado y orienta la conexion al PIN 1 del conector de

la tarjeta principal.

Conectores Eléctricos. En estos conectores es donde se le da vida a la
computadora, ya que es alli donde se le proporciona la energia desde la
fuente de poder a la tarjeta madre o principal. En la tarjeta madre AT el
conector interno tiene una serie de pines metalicos salientes y para
conectarse se debe tomar en cuenta que consta de cuatro cables negros
(dos por cable), que son de polo a tierra y deben estar alienados al centro.
En las tarjetas ATX, estos conectores tienen un sistema de seguridad en su
conector plastico, para evitar que se conecte de una forma no adecuada,;
puede ser una curva 0 una esquina en angulo. Una de las ventajas de las
fuentes ATX es que permiten el apagado del sistema por software; es decir,

gue al pulsar "Apagar el sistema” en Windows el sistema se apaga solo.




r) Pila del computador. La pila permite suministrar la energia necesaria al
Chip CMOS para que el BIOS se mantenga actualizado con los datos
configurados. Esta pila puede durar entre 2 a 5 afios y tiene voltaje de 3.5V
y es muy similar a las del reloj solo que un poco mas grande. La forma de
conectarse es muy facil, ya que las mayorias de las tarjetas madre

incorporan un pequefo conector para ella en donde ajusta a presion.

s) Jumpers (puentes). Se encuentran esparcidos en diferentes lugares de la
tarjeta madre se encuentran los jumpers, que sirven para conectar las
funciones que se pueden ordenar desde el panel del gabinete y para

configurar entre diferentes opciones de operacién de la computadora.
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llustracion 9. Tarjeta madre de pc.

3.4.4 Microprocesador

El chip mas importante de cualquier tarjeta madre es el procesador. Sin él
la computadora no podria funcionar. A menudo este componente se determina
CPU, que describe a la perfeccion su papel dentro del sistema. (Ver ilustracion
10) El procesador es realmente el elemento central del proceso de
procesamiento de datos. Dependiendo de la marca y del modelo del
procesador se debe adquirir la board para que sean compatibles. Cualquier placa
base moderna soporta los procesadores de INTEL, pero no todas
soportan el Pentium 233 MMX o el Pentium Il 450. Otra cuestion muy diferente es

el soporte de los procesadores de AMD o CYRIX, especialmente en sus ultimas




versiones (K6-2 de AMD, MIl de Cyrix/IBM), es decir diferentes comparias

desarrollan su propio z6calo para conectar su CPU.

o e

iy

llustracion 10. Microprocesadores de Ultima version K6-2 de AMD, Ml de Cyrix/IBM

Tipos de z6calo o socket:

a)

b)

d)

PGA: Es un conector cuadrado, la cual tiene orificios muy pequefios en

donde encajan los pines cuando se coloca el microprocesador a presion.

ZIF: (Zero Insertion Force — Cero fuerzas de insercion) Eléctricamente es
como un PGA, la diferencia es que posee un sistema mecéanico que permite
introducir el chip sin necesidad de presion alguna, eliminando la posibilidad
de dafarlo, tanto al introducirlo como extraerlo. Surgié en la época del 486
y sus distintas versiones (Socket's 3, 5y 7, principalmente) se han utilizado
hasta que aparecié el Pentium Il. Actualmente se fabrican tres tipos de

z6calos ZIF

Socket 7: variante del Socket 7 que se caracteriza por poder usar
velocidades de bus de hasta 100 MHz, que es el que utilizan los chips AMD
K6-2.

Socket 370 6 PGA 370: fisicamente similar al anterior, pero incompatible

con él por utilizar un bus distinto.




e)

9)

h)

Socket A: utilizado Unicamente por algunos AMD K7 Athlon y por los AMD

Duron.

Slot 1: Es un nuevo medio de montaje para chips. Fisicamente muy distinto
al anterior. Es una ranura muy similar a un conector PCI o ISA que tiene los

contactos o conectores en forma de peine.

Slot A: La version de AMD contra el Slot 1; fisicamente ambos "slots" son
iguales, pero son incompatibles ya que Intel no tuvo ninguna intencién de

vender la idea y es utilizado unicamente por el AMD K7 Athlon.

Cabe anotar que las marcas mas consolidadas en el mercado son Intel y
AMD, siendo ambos fuertes competidores entre si. Intel maneja
principalmente dos modelos de procesadores: Pentium y Celeron, siendo el
primero mas costoso que el otro (Esto se debe a la diferencia de cantidad
de memoria caché que tienen). Al igual AMD maneja dos tipos o0 modelos
de procesadores: Athlon y Duron. Al igual que Intel manejan una diferencia
de precios entre los dos, es decir ambas compafias ofrecen un modelo
costoso y otro de menor valor, esto previendo satisfacer el mercado
adquisitivo. La calidad de ambas marcas y de cualquier modelo es muy
buena, no se deben demeritar ninguno. (Ver ilustracion 11y 12)

Marca AMD Intel
Version Costosa Athlon Pentium
Versién econémica Duron Celeron

llustracion 11. Marcas de computadoras en el mercado.
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llustracion 12. Tipos de zécalo o socket.

3.4.5 Ampliando memoria RAM

Son los conectores donde se inserta la memoria principal de la PC, llamada
RAM. Estos conectores han ido variando en tamafo, capacidad y forma de
conectarse, Este proceso ha seguido hasta llegar a los actuales modulos DIMM,
RIMM, DDR. (Ver ilustracion 13)

llustracion 13. Tipos de memorias RAM

Cuanta mas memoria RAM se tenga instalada mejor. La cantidad de
memoria  depende del tipo de aplicaciones que se ejecuten en el computador,
por ejemplo, si un equipo que sera utilizado para editar video y sonido necesita al
menos 512 MB o mé&s para poder realizar tareas complejas que implican el

almacenamiento de datos de manera temporal.

Los chips de memoria son los encargados de procesar datos e

instrucciones a gran velocidad. La cantidad de memoria RAM disponible influye




directa

mente en el rendimiento de la PC. Los tipos de placas comunmente reciben

el nombre de mddulos y estos tienen una nomenclatura, dependiendo de su

forma fisicay evolucion tecnoldgica. Estos son:

a)

b)

d)

SIP: (Single In-line Packages — Paquetes simples de memoria en linea)
estos tenian pines en forma de patitas muy débiles, soldadas y que no se
usan desde hace muchos afios. Algunas marcas cuentan con esas patitas

soldadas a la placa base, pero eran dificiles de conseguir y muy costosas.

SIMM: (Single In-line Memory Module — Mdodulos simples de memoria en
linea) existen de 30 y 72 contactos. Los de 30 contactos manejan 8 bits
cada vez, por lo que en un procesador 386 6 486, que tiene un bus de

datos de 32 bits, necesitamos usarlos de 4 en 4 modulos iguales.

DIMM: (Dual In-line Memory Module — Médulos de memoria dual en linea)
de 168 y 184 contactos, miden unos 13 a 15 cm y las ranuras o bancos son
generalmente de color negro, llevan dos ganchos plasticos de color blanco

en los extremos para asegurarlo. Pueden manejar 64 bits de una vez.

RIMM: (Rambus In-line Memory Module) de 168 contactos, es el modelo
mas nuevo en memorias y es utilizado por los dltimos Pentium 4, tiene un
disefio moderno, un bus de datos méas estrecho, de sélo 16 bits (2 bytes)

pero funciona a velocidades mucho mayores, de 266, 356 y 400 MHz.

DDR: Double Data Rate) significa doble tasa de transferencia de
datos en espafiol. Son médulos de memoria RAM compuestos por
memorias sincrénicas (SDRAM), disponibles en encapsulado DIMM, que
permite la transferencia de datos por dos canales distintos
simultaneamente en un mismo ciclo de reloj. Los médulos DDR soportan
una capacidad maxima de 1 GiB (1 073 741 824 bytes).




3.4.6 Instalando disco duro

Actualmente la mayoria de las aplicaciones contienen grandes cantidades
de informacion y ocupan mucho espacio, por lo que es necesario considerar un
disco con suficiente capacidad y no quedar cortos de espacio al momento de
instalar nuevos programas. En definitiva, es necesario tener un disco bueno al
menos con suficiente espacio adicional, no solo para el almacenamiento
permanente, sino también para el temporal, ya que algunas aplicaciones
desempaquetan archivos compilados que se utilizan de manera temporal mientras
se realizan otras gestiones. Actualmente los tamafios en cuanto a la
capacidad de almacenamiento de un disco duro se encuentran entre los 40 y 120,
250, 360, 512, GB, hasta de 1 TB. (Ver ilustracion 14)

llustracion 14. Disco duro.

Velocidad de rotacion (RPM). RPM = Revoluciones por minuto, es la velocidad
a la que giran los discos o platos internos. A mayor velocidad mayor sera la
transferencia de datos, pero aumentara el ruido y aumentara la temperatura
debido a la velocidad. Existen dos tipos de revoluciones estandar; de 5400 RPM
qgue transmiten entre 10 y 16 MB y de 7200 RPM que son mas rapidos y su
transferencia es alta. También hay discos entre los 7200 y 10.000 RPM. En la

figura se muestra la estructura basica de un disco duro que incluye:




a) Uno o mas platos de aluminio recubiertos en ambas caras de material
magnético, los cuales van montados uno sobre otro en un eje comun a una
distancia suficiente para permitir el paso del ensamble que mueve las

cabezas. Cada de unos de estos platos es semejante a un disquete.

b) Un motor para hacer girar los platos a una velocidad comprendida entre
3.600 y 7,200 revoluciones por minuto; aunque también encontramos
discos cuya velocidad de giro alcanza las 10.000 RPM, lo que da mayor
velocidad de acceso para aplicaciones especiales como la grabacién de

video de alta calidad.

c) Cabezas de lectura/escritura magnética, una por cada cara.

d) Un motor o bobina para el desplazamiento de las cabezas hacia fuera y

hacia dentro de cada uno de los platos.

e) Una etapa electronica que sirve como interfaz entre las cabezas de

lectoescritura y la tarjeta controladora de puertos y discos.

f) Una caja hermética para proteccion de los platos y las cabezas contra polvo

y otras impurezas peligrosas para la informacion.

Existen 2 tecnologias siendo PATA(IDE) y SATA (ATA). La primera se
configura como discos primarios maestros, esclavo, secundario maestro,
secundario y esclavo. La segunda su configuracion la determina el nimero

de puerto de la tarjeta madre. (Ver ilustracién 15)
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llustracion 15. Puertos de tarjeta RAM.

3.4.7 CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW
Las unidades de CD son dispositivos que permiten leer o escribir

informacion. Un disco compacto (CD) almacena la informacién en medio digital,
mediante cédigo binario. La informacion se graba en un material metalico muy fino

y protegido por una capa plastica.

llustracién 16. CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW.

a) Unidades Lectoras (CD-ROM). Estas unidades como su nombre lo dicen,
permiten leer la informacién de los CD, pero no pueden modificar su
contenido. Estas comunmente se colocan dentro del computador (Internas)

en la parte superior de las torres. (Ver ilustracion 16)




b)

d)

Unidades Grabadoras (CD-RW). Estas unidades permiten grabar solo en
CD con capacidad para grabado. Estas unidades cambiaron la forma en
gue se almacenaban los datos en los hogares y el trabajo, ya que con este
sistema se pueden grabar desde 650 MB de Datos o 74 MIN de Audio que
fueron los  primeros discos compactos hasta 700 MB de Datos y 80 MIN

de audio los actuales. (Ver ilustracion 16)

Unidades de DVD. El DVD funciona bajo los mismos principios y esta
compuesto por los mismos materiales de un CD. La diferencia es que la
espiral dentro del disco es mucho mas densa (fina), lo que hace que las
muescas sean mas chicas y las pistas méas largas. Existen unidades
multizonas que pueden reproducir peliculas que son de estreno en otros
paises, este sistema fue inventado precisamente ya que las peliculas no se
estrenan al mismo tiempo en todos los paises y es necesario controlar la
distribucion de las mismas para evitar la pirateria. EI DVD permite
almacenar desde 4.5 0 4.7 GB de datos (disco de una cara sencilla) hasta
17 GB (disco de dos caras con doble estratificacion), es decir, de 7 a 26
veces la capacidad de un CD ROM, con la ventaja de que la unidad
reproductora es compatible con los CD y los CD-ROM comunes. (Ver

ilustracion 16)

DVD-ROM: “DVD-memoria de solo lectura” es un DVD que pertenece al
tipo de soportes WORM. Solo una vez puede ser grabado y se reproduce
muchas veces. Su velocidad es de 1350 KB/ segundos. (Ver ilustracion
16)

BLU RAY: El uso del laser azul para escritura y lectura permite almacenar
mas cantidad de informacién debido a que tiene una menor longitud de

onda (405 nanometros).su capacidad de almacenamiento llega a: 50 GB a




doble capa, 25 GB a una capa, 400 GB a 16 capas. La velocidad de

transferencia de datos es de 36 MB/segundos. (Ver ilustracion 16)

3.4.8 Fuente de poder

Por supuesto una fuente AT para una placa AT y una fuente ATX para una
placa ATX, aunque hay que tener en cuenta que muchas placas AT modernas
tienen un conector adicional para fuente ATX, la caja debe traer distintas tapas
para los conectores, entre ellas una para conectores de placa AT. Muchas
personas identifican la fuente AT porque poseen dos conectores que van a la
placa base y la ATX porque solo poseen un conector y el apagado de la placa

base es automatico.

3.4.9 Tarjetas de video

Esta se conecta a la tarjeta madre del computador a través de un conector,
dependiendo de la tecnologia actual. Durante la década de 1980, cuando la mayor
parte de las PC ejecutaban DOS y no Windows, la pantalla desplegaba caracteres
ASCII. Hacer esto requeria poco poder de procesamiento porque sélo habia 256

caracteres posibles y 2000 posiciones de texto en la pantalla.

Si el usuario desea mas colores o una resolucion superior, la cantidad de
datos puede ser mucho mayor. Por ejemplo, para la cantidad méaxima de color (24
bits por pixel produciran millones de colores) a 1204 x 768, la computadora debe
enviar 2 359 296 Bytes al monitor para cada pantalla. El procedimiento de estas
demandas de procedimiento es que los controladores de video han incrementado

grandemente su potencia e importancia.

Hay un microprocesador en el controlador de video y la velocidad del chip
limita la velocidad a la que el monitor puede refrescarse. En la actualidad, la mayor




parte de los controladores de video también incluyen al menos 2 MB de RAM de

video o0 VRAM. Las tarjetas de video se clasifican en:

Tipos de tarjetas de video

a)

b)

d)

MDA (Adaptador de Pantalla Monocromo). Las primeras PC's solo
visualizaban textos. EI MDA contaba con 4KB de memoria de video RAM
que le permitia mostrar 25 lineas de 80 caracteres cada una con una
resolucion de 14x9 puntos por caracter.

Placa grafica Hércules. Con esta placa se podia visualizar graficos y
textos simultaneamente. En modo texto, soportaba una resolucion de 80x25
puntos. En tanto que en los gréaficos lo hacia con 720x350 puntos, dicha
placa servia soOlo para graficos de un solo color. La placa Hércules tenia
una capacidad total de 64k de memoria video RAM. Poseia una frecuencia

de refresco de la pantalla de 50HZ.

CGA (Color Graphics Adapter). Utiliza el mismo chip que la Hércules y
aporta resoluciones y colores distintos. Los tres colores primarios se

combinan digitalmente formando un maximo de ocho colores distintos.

EGA (Enchanced Graphics Adapter). En el modo texto ofrece una
resoluciéon de 14x18 puntos y en el modo grafico dos resoluciones
diferentes de 640x200 y 640x350 a 4 bits, lo que da como resultado una
paleta de 16 colores, siempre y cuando la placa esté equipada con 256KB

de memoria de video RAM.

VGA (Video Graphics Adapter). Significo la aparicion de un nuevo
estandar del mercado. Esta placa ofrece una paleta de 256 colores, dando
como resultado imagenes de colores mucho mas vivos. Las primeras

VGA contaban con 256KB de memoria y solo podian alcanzar una




resolucion de 320x200 puntos con la cantidad de colores mencionados
anteriormente. Primero la cantidad de memoria video RAM se ampli6 a
512KB, y més tarde a 1024KB, gracias a esta ampliacibn es posible
conseguir una resoluciéon de, por ejemplo, 1024x768 pixeles con 8 bits de

color.

f) SVGA (Super Video Graphics Adapter). La placa SVGA contiene
conjuntos de chips de uso especial, y mas memoria, lo que aumenta la

cantidad de colores y la resolucién.

3.4.10 Sistema de sonidos (Parlantes o altavoces)

Estos dispositivos de Salida son los que le dan vida a la computadora, a
través de ellos podemos identificar los eventos manifestados en el programa en
ejecucion. El término de Multimedia tomo fuerza gracias a las tarjetas de sonido y
estos a su vez se vieron en la necesidad de contar con estos dispositivos para
poder representar los sonidos, verificar alguna enciclopedia que contenga
audio y video o reproducir juegos. Ahora es un estandar, debido al gran
crecimiento en la industria de la musica digital y electrénica como el MP3, las
peliculas en DVD o videos digitales y los videojuegos, algunas empresas han
disefiado sistemas de sonido acordes a cada una de estas necesidades.

3.4.11 M6édem

El M6dem (abreviatura de Modulador / Demodulador) se trata de un equipo,

externo o interno (tarjeta médem), utilizado para la comunicacién de computadoras

a través de lineas analégicas de transmision de voz y/o datos.

Convierte las sefiales digitales del emisor en otras analdgicas, susceptibles
de ser enviadas por la linea de teléfono a la que deben estar conectados el emisor
y el receptor. Cuando la sefial llega a su destino, otro médem se encarga de

reconstruir la sefal digital primitiva.




a) Internos: Se instalan en la tarjeta madre, en una ranura de expansion (slot)
y consisten en una placa compuesta por los diferentes componentes
electronicos que conforman un mddem, para ofrecer un alto rendimiento.
Hay para distintos tipos de conector:

b) ISA: debido a la baja velocidad que transfiere este tipo de conector, hoy en
dia no se utiliza.

c) PCI: es el conector mas comun y estandar en la actualidad.

d) AMR: presente sélo en algunas placas modernas, poco recomendables por

su bajo rendimiento.

e) Externos: Estos van fuera del computador, dentro de una caja protectora
con luces indicadoras y botones de configuracion. Se pueden ubicar sobre
el escritorio o la mesa donde se ubica el computador. La conexion se
realiza generalmente mediante el puerto serial (COM) o mediante el
puerto USB, por lo que se usa el chip UART de la PC.

f) PCMCIA: Se utilizan en computadoras portétiles, su tamafio es similar al de
una tarjeta de crédito algo mas gruesa, y sus capacidades pueden ser igual

0 mas avanzadas que en los modelos normales.

3.5 MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CPU

El mantenimiento del computador es aquel que debemos realizar al
computador cada cierto tiempo, bien sea para corregir fallas existentes o para
prevenirlas.

El periodo de mantenimiento depende de diversos factores: la cantidad de
horas diarias de operacion, el tipo de actividad (aplicaciones) que se ejecutan, el
ambiente donde se encuentra instalada (si hay polvo, calor, etc.), el estado
general (si es un equipo nuevo o muy usado), y el resultado obtenido en el dltimo

mantenimiento. Una PC de uso personal, que funcione unas cuatro horas diarias,




en un ambiente favorable y dos o menos afios de operacion sin fallas graves,
puede resultar aconsejable realizar su mantenimiento cada dos o tres meses de
operacion, aunque algunas de las actividades de mantenimiento pudieran requerir

una periodicidad menor.

3.5.1 Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo es una parte importante de la gestién de
cualquier tipo de infraestructura, contribuyendo al aumento de la vida Gtil de los
equipos, a la reduccion de los periodos de inactividad no deseados y, en ultima

instancia, a la reduccién de los costes de mantenimiento a largo plazo.

3.5.2. Pero antes debe tener en cuenta unas minimas precauciones
Basicamente consiste en la limpieza fisica Interna y Externa del equipo de
computo. Asi mismo los procedimientos que se deben aplicar para el cuidado de
las maquinas del medio ambiente, como dispositivos para proteccion de las sobre
cargas eléctricas, contra las altas temperaturas y o las excesivas vibraciones. En
otras palabras, el mantenimiento preventivo “significa tratar bien la computadora”.
El mantenimiento incluye técnicas que se aplican a las Pc’s para darle un periodo

de vida util mas largo y libre de fallas.

La PC trabaja a +-12 y +-5 voltios, que resultan inofensivos, pero para
obtener esa tension de la red eléctrica (110 voltios aprox.), necesita transformarla.
Debido a esto, en el interior de la maquina hay varios puntos por los que circula la
misma tension de la red. Estos puntos son:

A. Elinterior de la fuente de alimentacion.
B. El cable que va desde la fuente hasta el interruptor.

C. Los conectores (la clavija).

Es por ello que no se debe montar y desmontar con la computadora conectada

a la red eléctrica, cosa que es poco respetada. Para no dafiar algunos




componentes como la tarjeta madre o la memoria RAM, es necesario descargar la
electricidad estatica que pueda tener nuestro cuerpo. Para ello hay unas pulseras
hechas de cinta conductora y provistas de un cable fino con una pinza que se
coloca a tierra, y que es recomendable tener puesta mientras se tocan los
equipos. Otra solucion consiste en tocar con una mano, antes de proceder, la

toma de tierra.

3.5.3 Clasificacion del mantenimiento preventivo
Existen diferentes tipos de mantenimiento preventivo, los cuales se pueden
utilizar dependiendo de las necesidades de la maquina o instalacion sobre la que

se realizara.

3.5.4 Mantenimiento preventivo pasivo

Este tipo de mantenimiento consiste en el cuidado del sistema en su
ambiente externo, incluye basicamente las condiciones fisicas de operacion del
sistema y la prevencion eléctrica. Lo fisico comprende factores como la
temperatura ambiente, el stress térmico de encendido, la contaminacién por polvo,
humo de cigarro y problemas por posibles golpes o vibraciones. Lo eléctrico
concierne a factores como cargas electrostaticas, la sobre carga en la linea y en
algunos ambientes la interferencia por radiofrecuencia. La esencia del
mantenimiento preventivo es proteger el hardware y la alta inversiébn econémica
que representa. Es por lo tanto razonable que al ambiente en el que esté

operando el equipo sea adecuado:

A. El equipo debe estar libre, en lo posible de la contaminacién aerébica como
el polvo y el humo del cigarro.
B. No coloque su equipo frente a una ventana exponiéndolo directamente a la

luz de sol.




C. La temperatura debe ser controlada y constante como sea posible para
evitar el stress térmico de los componentes.

En cuanto a lo eléctrico es conveniente hacer énfasis en lo siguiente:

A. La alimentacion de la linea debe ser a través de la salida correcta

B. La salida vertical menor del contacto debe corresponder con el polo
positivo.

C. La salida vertical mayor del contacto debe corresponder con el neutro.

D. La salida circular debe corresponder con la tierra.

Cuando se enciende la maquina da un transitorio donde el voltaje y la
corriente tienden a ser muy altos, a tal fenédmeno se le conoce como pico, aunque
se da durante un tiempo muy corto, el stress fisico de los componentes es muy
alto, en consecuencia es recomendable reducir el numero de ciclos de encendido
del equipo, por esta razoén si se tiene que apagar y volver a encender la PC por
que se ha detenido por los problemas de software o en la linea eléctrica, hagalo

con un arranque en caliente tecleando CTRL-ALT-DEL.

3.5.5 Mantenimiento preventivo activo

Este tipo de mantenimiento involucra la limpieza del sistema y sus
componentes la frecuencia con la cual se debe implementar este tipo de
mantenimiento depende del ambiente de la computadora y de la calidad de los

componentes.

El polvo que se almacena sobre los componentes puede traer diversos
problemas. Uno es que el polvo actia como aislante térmico evitando el adecuado
enfriamiento del sistema, excesivo calentamiento acorta la vida de los
componentes. Otro es que el polvo contiene elementos conductivos que puede
causar cortos circuitos al sistema. El polvo también puede corroer los contactos

eléctricos causando conductividades inadecuadas. En este caso se encuentra el




polvo del cigarro que contiene elementos quimicos que pueden conducir la
electricidad y causar corrosion a las partes de la computadora. Por lo tanto, se

recomienda evitar fumar cerca de su computadora.

Cualquier falla hardware que se presenta en el equipo de coOmputo es
factible de solucionarse, pero la incidencia de fallas es mas alta en los dispositivos
que ademas de circuitos electrénicos contienen partes mecanicas, como es el
caso de los discos duros. Si el disco duro llegara a fallar el trabajo de dias,
semanas 0 meses pueden perderse. La Unica forma de prevenir tales desastres

es el respaldo de la informacion.

El usuario y administradores de equipos de computo deben elaborar un

programa acorde a sus necesidades para aplicar respaldo de su informacion.

3.5.6 ¢(Cada cuénto tiempo se le debe dar mantenimiento preventivo al
equipo?

Es recomendable que se le proporcione a cada equipo de coOmputo en
promedio cuatro veces al afio, aunque hay que tener en cuenta el sitio donde éste
se encuentre instalado puesto que podria llegar a necesitarlo hasta una o dos

veces mas.
Si la PC estd en un ambiente extremadamente sucio se debe limpiar en

promedio cada tres meses. Para la mayoria de los ambientes limpios de oficina la

limpieza se debe aplicar en promedio una o dos veces al afo.

3.5.7 Procedimiento para el mantenimiento preventivo




contar

A la hora de dar mantenimiento es indispensable para el desarmado del pc

con la herramienta necesaria. No es necesario que nuestra herramienta sea

la més cara o de la mejor marca, puedes adquirir herramienta mas barata y te

puede

tambié

corrien

servir igual. Y no solamente nos debemos preocupar por la parte fisica, sino

n de la parte logica esta parte también es muy importante.

Se recomienda antes de iniciar con el desensamblado: Descarga la
te electrostatica del cuerpo antes de manipular el hardware del PC. No

olvides también llenar el formato de inventario. Existen varios procesos que se

deben

realizar antes de iniciar un mantenimiento preventivo para determinar el

correcto funcionamiento de los componentes. Estos son:

A.

Probar la unidad de disco flexible. Una forma practica de realizar este
proceso es tener un disco antivirus lo mas actualizado posible y ejecutar el
programa. Esto determina el buen funcionamiento de la unidad y a la vez.

Se verifica que no haya virus en el sistema.

Checar el disco duro con el comando CHKDSK o SCANDISK

. Si se tiene multimedia instalada, puede probarse con un CD de mdusica,

esto determina que los altavoces y la unidad estén bien.

Realice una prueba a todos los periféricos instalados. Es mejor demorarse
un poco para determinar el funcionamiento correcto de la computadora y

sus  periféricos antes de empezar a desarmar el equipo.

Llenar el formato de Inventario asi sabras que componentes tiene es

necesario antes de empezar a desarmar un equipo de computo.




F. Debemos ser precavidos con el manejo de los tornillos del sistema en el
momento de desarmarlo. Los tornillos no estan disefiados para todos los
puntos. Es muy importante diferenciar bien los que son cortos de los
medianos y de los largos. Por ejemplo, si se utiliza un tornillo largo para
montar el disco duro, se corre el riesgo de dafiar la tarjeta interna del
mismo. Escoja la mejor metodologia segun sea su habilidad en este campo:
Algunos almacenan lodos los tomillos en un solo lugar, otros los
clasifican y otros los ordenan segun se va desarmando para luego

formarlos en orden contrario en el momento de armar el equipo.

G. El objetivo primordial de un mantenimiento no es desarmar y armar, sino de
limpiar, lubricar y calibrar los dispositivos. Elementos como el polvo son
demasiado nocivos para cualquier componente electronico, en especial si
se trata de elementos con movimiento tales como los motores de la unidad

de disco, el ventilador, etc.

H. Todas estas precauciones son importantes para garantizar que el sistema

de coémputo al que se le realizara.

Una vez cubiertos los anteriores preliminares se procede a desarmar el
equipo conforme a los cuidados y técnicas ya descritas. Para una adecuada

limpieza se debe de desarmar todo el equipo.

Cuando se abre computadora para manipular directamente los circuitos, la
descarga electrostatica sobre ellos si puede dafiarlos permanentemente. Para
tales manipulaciones debemos descargarnos continuamente sobre el chasis del
equipo (en el blindaje de la fuente de poder, por ejemplo) o usar una pulsera

antiestatica.




El procedimiento de mantenimiento

A. Quitar la tapa del gabinete

B. Identificar los componentes principales

C. Hacer un pequefio diagrama de la disposicion de las tarjetas en los slots,
los jumpers y los cables de los drives y el disco duro. Notar que estos
tienen uno de sus lados coloreados de rojo Dicha sefal indica que se trata
de la terminal numero 1.

D. Retirar de los slots la tarjeta de video y demas tarjetas.

E. Desconectar los cables de alimentacion y cables de los drives, y retirarlo del
gabinete desatornillandolo como sea necesario.

F. Retirar el microprocesador, pila y los médulos de memoria.

G. Quitar las unidades de almacenamiento.

3.5.8 Mantenimiento del gabinete y tarjeta madre

Desconexién de los cables externos. ElI cable de entrada de energia
eléctrica debe ser desconectado de la fuente del PC. Todos los aparatos que se
conectan al equipo deben estar apagados. Los cables que llegan de los periféricos
al PC también deben desconectarse. La manipulacion de PC tanto para
reparacion o mantenimientos preventivos debe hacerse en la medida de lo posible
con zapatos aislantes o pulseras antiestaticas. No es necesario APRETAR
demasiado los  conectores de los cables periféricos que se acoplan por la parte
de atras al PC cuando se reconectan, pues eso propicia el desprendimiento de los

tornillos de los conectores del PC.

Limpieza de interior del PC. Para retirar el polvo te recomendamos utilizar
un aparato soplador que sea capaz de lanzar un chorro de aire. Si utilizas una
aspiradora tienes que utilizar una brocha o pincel para ayudar en la remocion de
grumos (combinaciéon de polvo y grasa o polvo y humedad) teniendo precaucion
en el movimiento de los mismos para no dafiar componentes o aflojar cables. Con
el soplador inyecta aire POR TODOS LOS SECTORES. La fuente de energia de




la computadora retiene la mayor cantidad de polvo por lo que hay que soplar por
sus rejillas y por la cavidad del extractor del aire. Abre la ventana del floppy e
introduce aire por ahi. Hay que revisar los conectores internos del PC (puntos en
donde se enchufan cables), para asegurarse que no estan flojos. Igual
procedimiento es aplicable a las placas y modulos de memoria RAM (los malos
contactos pueden producir BLOQUEOS y RESETEO del PC). (Ver ilustracion 17)

Limpieza de la superficie exterior del PC y periféricos. Se recomienda
utilizar una tela humedecida en jabon liquido (ya que los equipos de computo
usualmente se ensucian por el polvo ambiental y el contacto con las manos de los
operadores). No se recomiendan los disolventes o alcohol para limpiar cubiertas,
carcasas o gabinetes de PC y periféricos por su accién abrasiva y disolvente.

Destapando la unidad central: Al destapar la unidad central debemos tener
desconectados lodos los dispositivos tanto los de potencia como los de
comunicacion, No olvide organizar los tomillos a medida que se van retirando. No
haga fuerzas excesivas para retirar la tapa de la unidad central. Haga un analisis
de la forma en que ésta se encuentra ajustada de tal modo que no se corran
riesgos de dafio en algun elemento.
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llustracion 17. Mantenimiento completo de sistema de computo.

El mantenimiento esté funcionando correctamente y adicionalmente,
detectar alguna falla que deba corregirse. Con estos procedimientos previos se
delimita el grado de responsabilidad antes de realizar el mantenimiento en caso de

gue algo no funcione correctamente.




El siguiente paso es retirar las tarjetas de interface (video, sonido, fax-
maddem, etc.). Es muy recomendable establecer claramente la ranura (slot) en la
gue se encuentra instalada cada una para conservar el mismo orden al momento
de insertarlas. El manejo de las tarjetas electronicas exige mucho cuidado. Uno de
los mas importantes es utilizar correctamente una pulsera antiestéatica con el fin de

prevenir las descargas electrostaticas del cuerpo.

Luego se retiran los cables de datos que van desde la tarjeta principal hasta
las unidades de disco duro. De disco flexible, de tape backup y de CD-ROM (si los
hay) con el objetivo de liberar el espacio para la limpieza de la unidad central.
Fijese muy bien en la conexion de cada cable con el fin de instalarlos en la misma
posicion. Una buena precaucion puede ser elaborar un plano simplificado
indicando cada una de las conexiones. Esto sobre todo en equipos con los cuales

no esté muy familiarizado.

Recuerde que estos cables tienen marcado el borde que corresponde al
terminar nimero 1 de sus respectivos conectares. Adicionalmente, se deben

retirar los cables de alimentacion de la fuente de poder.

Se procede luego a retirar las unidades de disco flexible, de disco duro. El
tape backup y de CD-ROM fijandolo en su ubicacion y en el tipo de lomillos que

militan, generalmente tus tornillos cortos corresponden a la unidad de disco duro.

Si después de revisar la unidad central es necesario retirar la tarjeta
principal para limpiaria bien o para hacerle mantenimiento a otros elementos,
libérela de los tomillos que la sujetan al gabinete. Se debe tener mucho cuidado
con las arandelas aislantes que tienen los tomillos ya que éstas se pierden

muy facil. Observe con detenimiento el sentido que tienen los conectares de




alimentacion de la tarjeta principal ya que, si estos se invierten, se pueden dafar

sus componentes electronicos.

Con elementos sencillos como una brocha, se puede hacer la limpieza
general de las tarjetas principal y de interface, al igual que en el interior de la

unidad.

Para limpiar los contactos de las tarjetas de interface se utiliza un borrador
blando para lapiz. Después de retirar el polvo de las tarjetas y limpiar los
terminales de cobre de dichas tarjetas, podemos aplicar limpia-contados
(dispositivo en aerosol para mejorar la limpieza y que tiene gran capacidad
dieléctrica) a todas las ranuras de expansion y en especial a los conectares

de alimentacion de la tarjeta principal.

Si usted es una persona dedicada al mantenimiento de computadoras, el
soplador o blower es una herramienta indispensable para hacer limpieza en
aguellos sitios del sistema de dificil acceso. Utilicelo con las computadoras
apagadas ya gue éste posee un motor que podria introducir ruido sobre la linea

eléctrica y generar dafos a las maquinas.

Verificando las conexiones: Durante la exploraciéon, voluntariamente o
accidentalmente puede ocurrir que se hayan desconectado algunos cables.
Verifiqgue minuciosamente que cada uno de los conectares que esté bien ajustado
al dispositivo correspondiente. Revise también de la conexién de alimentacién
para el ventilador del microprocesador. Si éste queda sin corriente, la

computadora funcionara bien, pero con el tiempo puede fallar.

Sentido de los conectores de la tarjeta principal: Si se desconectaron los
cables de alimentacion de la tarjeta principal, tenga  mucho cuidado cuando se

haga la nueva conexion. Observe en la figura el sentido correcto de los




conectares. La forma facil de orientarlos es acomodando los dos conectares de
modo que los cables negros queden seguidos y bien acomodados con respecto a
los pines de la tarjeta. Una equivocacion en esta conexion dafia la tarjeta,

conectores de alimentacion en la tarjeta principal.

Tapando la unidad central: Cuando esté tapando la unidad central, asegurese de
no aprisionar cables entre los bordes de ésta y la lapa. Asimismo, no se debe
forzar ningun elemento a que encaje con otro, mejor, retire el elemento y haga una

observacion general para detectar el problema.

3.5.9 Mantenimiento a la fuente de poder
Antes de proceder con el mantenimiento de la fuente de poder, se deben

desconectar todos los cables de alimentacion que se estén utilizando.

Lo primero que se debe desconectar son los cables que van a la tarjeta

principal recuerde los cuidados en su conexién).

Luego se desconectan todos los periféricos. Los conectares utilizados pura
el disco duro, la unidad de respaldo en cinta (tape backup), si la hay, la unidad de
CD-ROM vy la unidad de disco flexible, no tienen un orden especifico en su
conexion, cualquiera de los cables puede ir a cualquiera de estas unidades.

Una de las partes en donde se acumula mas polvo es el ventilador de la
fuente de poder. Para eliminarlo, se puede utilizar el soplador o blower sin tener
que destapar la unidad. Utilice un destornillador, Para evitar que el ventilador

gire creando voltajes dafinos.

Recuerde que la unidad central debe citar des energizada o para mayor
seguridad, sin los cables de alimentacion. Si no se dispone del soplador, se debe

destapar la fuente para limpiarla. Es muy importante no perder ningun tornillo y




tener claridad sobre el tiempo de garantia de la fuente, ya que después de

decaparla se pierde por la rotura del sello de garantia.

Para destapar la unidad se puede apoyar sobre la misma carcasa con el fin

de no desconectar el interruptor de potencia de la fuente.

La limpieza inferior se puede hacer con una brocha suave. Después de
limpiar la fuente de poder, si hubo necesidad de destaparla, procedemos a taparla
y ubicarla en su sitio. Utilice los tomillos que corresponden con el fin de evitar

dafos en la corcusa.

3.5.10 Mantenimiento del teclado

El mantenimiento preventivo que se hace a un teclado consiste
basicamente en la limpieza exterior, ya que éste acumula bastante suciedad
producida por los usuarios y el medio ambiente. Esta limpieza se debe hacer
con un compuesto ajaban especial para este propésito, generalmente en forma
de crema. Existen espumas que permiten limpiar las teclas sin que se produzca

humedad en el teclado lo que podria ocasionar cortocircuitos.

Voltéalo boca abajo e inyecta aire entre sus teclas para retirar el polvo y
cuerpos extrafios. No es necesario retirar las tapas de las teclas del PC para
lavarlas, su reposicion genera bastantes fallas mecanicas (se pueden limpiar

pasando entre ellas un pafiuelo humedecido con jabén liquido).

Para realizar el mantenimiento interior. Destapamos con cuidado el teclado,
observando la forma como esta armado ya que su desarme varia notablemente de
una marca a otra. Se debe tener mucho cuidado con los lomillos; estos
generalmente vienen en diferentes tamafios y ubicarlos enferma equivocada

puede dafar el sistema de cierre




3.5.11 Mantenimiento del mouse

El mouse es uno de los accesorios indispensables durante la operacion
diaria de la computadora. Su funcionamiento normal se altera con frecuencia
debido a los residuos de polvo y otras sustancias que se acumulan en sus
diferentes partes, especialmente las moviles, se observan los discos
correspondientes al desplazamiento del cursor, los cuales se ensucian y

forman una capa que evita que el sistema del fotosensor trabaje correctamente.

Abre la tapa inferior del mouse y examina los ejes que entran en contacto
con la esfera. Si estan sucios (normalmente con un anillo de particulas de polvo y
grasa) limpialos con un pafiuelo (o tela que no suelte pelusas) humedecido en
alcohol o jabon liquido.

Para la limpieza, destape o desarme el mouse con mucho cuidado. Se
observan los rodillos de desplazamiento de la esfera que también deben.

Limpiarse con frecuencia.

Estos almacenan el polvo convirtiéndolo en una sustancia pegajosa que
impide el movimiento uniforme de los mismos. La limpieza de los rodillos se puede
hacer con un copito humedecido en alcohol isopropilico. Si la suciedad esta muy
dura o adherida a los rodillos, se puede remover con una cuchilla o un
destornillador  pequefio teniendo mucho cuidado de no rayar o desalinear dichos

rodillos.

3.5.12 Mantenimiento del monitor
Le puedes inyectar aire por sus rejillas sin abrirlo, pues la energia residual que
conserva después de apagado lo hace peligroso. Este deberia destaparse solo en

caso de necesitar reparacion:

a) Limpieza del monitor




e Sopletear por las rejillas de la cubierta del monitor
e Aplicar limpiador electronico por las rejillas
e Aplicar la espuma con una franela sobre la cubierta y base del monitor

b) Conclusiones personales

3.5.13 Mantenimiento de la unidad de CD-ROM, DVD-ROM

Para realizar el mantenimiento a la unidad de CD-ROM, es recomendable
utilizar un disco especial de limpieza. Este proceso se hace con el sistema
funcionando. Si existe algun problema de lectura, se debe destapar la unidad y

limpiar el sistema 6ptico con alcohol isopropilico.

Normalmente no se debe abrir. La bandeja deberia limpiarse con un pafio
humedecido para retirar el polvo y suciedad a fin de disminuir la flotacion de
particulas cuando lee o escribe en un CD. Se puede limpiar con un palillo

medicinal con algodén en la punta humedecido con alcohol.

Si el ambiente de trabajo es polvoriento (0 cuando hace mucho tiempo la
unidad no ha recibido mantenimiento), serd necesario abrirla para LIMPIARLA y
LUBRICARLA. La limpieza consiste en:

LIMPIAR con cuidado el lente LASER (toma nota que esta sostenido por un
SOPORTE FLOTANTE muy delicado). Esta operacién es delicada y no debe
hacerse si no se tiene un pulso firme ya que una fuerza indebida en el lente lo
puede estropear. Los rieles por los que se desliza la bandeja deben lubricarse, asi

como los pifiones plasticos que estan a la vista.

Mantenimiento a unidades flexibles y unidades Opticas
a) Funcionando el equipo se aplica los limpiadores a las unidades flexibles u

unidades Opticas.




b) Si las unidades presentan problemas de lectura y apertura del sistema,
dicha unidad se procederé abrirse:

c) Limpiar con brocha

d) Sopletear unidades

e) Aplicar limpiador electronico solamente a la unidad flexible. JAMAS SE
APLICARA A LAS UNIDADES OPTICAS, PODRIA DANARSE EL LASER.

f) Verificar funcionamiento de desplazamiento de la unidad éptica

g) Armar unidades

h) Instalar y conectar unidades

i) Encender el equipo y solamente en el caso de unidad Opticas se aplicara el
kit de limpieza

j) Conclusiones personales

3.5.14 Mantenimiento de discos duros

Por lo general no suelen presentar problemas fisicos resolubles por el
usuario. Dadas sus caracteristicas técnicas fundamentalmente la del hermetismo
del disco. Si el error es del disco fisico (de los platos magnéticos), su apertura
podria implicar que particulas de polvo ingresen en el interior y sean la causa
de otra averia. Si, por el contrario, el error se encuentra en la parte electrénica
del disco, las posibilidades de éxito son pocas incluso para un electrénico
experimentado sui no se dispone del instrumental preciso.
Su mantenimiento consiste sélo en limpiar con mucho cuidado la parte exterior y
las tarjetas. También se deben ajustar bien sus conexiones tanto el de

alimentacion como el de datos.

3.5.15 Mantenimiento de la unidad de discos flexibles
La unidad de disco flexible es uno de los dispositivos de la unidad central
que exige mas cuidado en el mantenimiento y que mas presenta problemas por

suciedad en sus cabezas 0 en sus partes mecanicas. Para retirarla de la carcasa,




se debe tener cuidado para que salga sin presion (suavemente). En muchos casos

la tapa puede estar floja y se atasca al retirarla.

Para limpiar los cabezales del FLOPPY utiliza un disquete de limpieza para
floppy. Si sospechas que un cuerpo extrafio se ha quedado en su interior (como
una etiqueta adhesiva, grapa, clip o resorte de un disquete) tienes que abrirlo
para extraer el cuerpo extrafio. Si se trata de un Floppy que trabaja en un
ambiente polvoriento (a ras del piso, por ejemplo), hay que abrirlo para limpiarlo y
LUBRICARLO.

Debido a la gran cantidad de marcas y modelos de unidades de disco
flexible que existen, no hay un procedimiento estandar para destaparlas. Observe
bien la  forma, en la cual esta asegurada y ensamblada su tapa. En algunos
modelos tiene un salo tornillo, en otros dos y en otros el desarme se realiza
simplemente a  presion con la ayuda de un atornillador o destornillador de pala
pequefio.

Este dispositivo tiene partes méviles y muy delicadas. Las cabezas lectoras
se desplazan enferma lineal gracias a un mecanismo tipo sinfin el cual debe estar
siempre bien lubricado. El dafio mas comun en estas unidades se debe a la falta
de mantenimiento, ya que el motor se pega o el desplazamiento se vuelve
demasiado lento al aumentar la fricciobn, ocasionando le des calibracion de la
unidad.

Otro problema que se presenta es la suciedad de las cabezas lectoras,
generada por la utilizacion de discos viejos 0 sucios. Ademas, los disquetes van
soltando parte de su recubrimiento al rozar las cabezas de lectura/ escritura. En
muchos casos, se puede solucionar este problema por medio de un disco de

limpieza, pero en otros casos es necesaria una limpieza mas profunda.




Para limpiar las cabezas con el disco especial, aplique en la ventana de
este tres o cuatro gotas del liquido que viene con el disco, o en su defecto, alcohol
isopropilico. Insértelo en la unidad y haga girar el motor dando el comando DIR A:
Repita el procedimiento dos o tres veces. Esto se debe hacer cuando se arme el

equipo.

Para realizar la limpieza manual de la unidad de disco flexible, podemos
utilizar cepitas de algodon. Impregne el algodén con alcohol isopropilico (este

alcohol es de un alto nivel volatil, lo que garantiza que no quede humedad).

Suavemente, levante un poco la cabeza lectora superior, y con el copito
realice la limpieza de las cabezas, Observando detalladamente la cabeza se
puede determinar su grado de limpieza. Se debe tener mucho cuidado con la
presidon manual que se ejerce sobre la cabeza lectora jhacerlo en forma fuerte la

puede dafar!

3.5.16 Mantenimiento de impresoras matriciales

Las impresoras matriciales fueron las primeras que surgieron en el
mercado, y aunque han perdido terreno Ultimamente frente a las impresoras de
inyeccién de tinta, siguen siendo las Unicas que pueden imprimir formularios
continuos, lo que las hace una opcion valida para locales comerciales que

necesitan imprimir facturas.

Las impresoras de agujas son las que imprimen caracteres compuestos por
puntos empleando un cabezal de impresion formado por agujas accionadas
electromagnéticamente, practicamente igual a una maquina de escribir. Fueron las
primeras en salir al mercado. Los pardmetros principales de calidad de impresién
de una impresora matricial son el nimero de puntos de la matriz de agujas y su
velocidad. Por lo general, las impresoras matriciales se clasifican por el nimero de

agujas del cabezal de impresion dispuestas en forma de rectangulo. Normalmente




son de 9 (usadas frecuentemente para imprimir reportes y materiales donde la

calidad no es muy importante) o 24 (que permiten mayor nitidez) Algunas agujas

estan

desalinadas en los extremos, para marcar comas, etc. Vamos a dar

mantenimiento a una impresora matriz de puntos que en este caso es una Epson

Printer

5000+ con un carro de 10 pulgadas, cabezal de 24 agujas. Para esto solo

necesitaremos:

o 0k w N

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Vamos a quitar la perrilla o0 manija que esta en los extremos de la impresora
hay que hacerlo todo con mucho cuidado para que no vayamos a romper
algun componente.

Antes de quitar el chasis es recomendable quitar el cabezal de impresion.
Quitamos la tapa

Luego la guia métrica

cintas de papel continuo

Procederemos a quitar el panel de control quitando el conector de bus de
datos

Luego el chasis

Ya que desprendimos el chasis podemos empezar a dar mantenimiento
primero sopleteando la maquina quitando asi todo el polvo

Y empezando hacer uso de la brocha quitando telarafias y toda la suciedad
pasando por los engranes

Para las tarjetas electronicas utilizamos ELECTRONOX

Para los engranes y barra de desplazamiento utilizaremos WD-40

Para el rodillo basta solo con limpiarlo con un trapo limpio y seco

Para el cabezal de impresion se puede sumergir en alcohol isopropilico

todo un dia.

Con eso bastara para que tu impresora quede bien limpia
comenzaremos a ensamblar en el orden en que la fuimos desarmando es
importante que recordemos el orden para no tener problemas a la hora de

comenzar a ensamblarla




17.Colocamos el chasis primero de la parte de enfrente y luego la parte de
atras cuidando que el cable de bus de datos quede hacia afuera

18.colocamos el panel a presién entrando primero las pestafias de Abajo y
conectamos el cable de bus hacia el panel

19.Después colocamos el cabezal de impresion

20.Colocamos la cinta

21.Cintas de papel continuo

22.Y por fin la tapa con esto podremos mantener a nuestra impresora en

buen estado y muy funcional.

3.5.17 Fallas comunes al realizar un mantenimiento preventivo
No siempre conseguiremos armar una computadora perfectamente a la

primera vez es posible que se presente algun fallo.

Cdédigos de error al arrancar la PC:

A. Un pitido largo: problema de memoria. Compruebe si ha insertado
correctamente el médulo de memoria. Si es asi y el problema persiste,
entonces posiblemente estara estropeado.

B. Un pitido largo y después 2 cortos: error de video. Posiblemente la tarjeta
de video no esté lo suficientemente ajustada al zécalo.

C. Un pitido largo y 3 cortos: error de video. La tarjeta de video no funciona o
bien hay un problema con su memoria.

D. Un pitido continuo: error de placa. Si se produce este pitido, es posible que
la placa esté estropeada, aunque también puede ser debido a algun otro

componente.

Otro problema habitual es que el led de la disquetera esté siempre
encendido debido a una mala colocacion de los conectores. Si el cable dispone




de dos conectores para unidades de 3,5" entonces debe usar el otro conector.

Lo correcto es que, si hay una sola disquetera, se conecte al del final del cable.

De todos modos, si creemos que falla la tarjeta madre sera mejor
comprobar las conexiones de todos los componentes, desconectar y conectar de

nuevo los componentes como la memoria procesador y tarjeta de video

3.5.18 Configuracién del SETUP, BIOS: Conceptos y configuracion

El BIOS (Basic Input Output System — Sistema Béasico de Entrada Salida)
€S un programa que se encuentra grabado en un chip de la placa base,
concretamente en una memoria de tipo ROM (Read-Only Memory). Este programa
es el que se encarga de comprobar el hardware instalado en el sistema, ejecutar
un test inicial de arranque, inicializar circuitos, manipular periféricos y dispositivos
a bajo nivel y cargar el sistema de arranque que permite iniciar el sistema
operativo. En resumen, es lo que permite que el ordenador arranque

correctamente en primera instancia. (Ver ilustracion 18)

Inicialmente era muy complicado modificar la informacién del BIOS en
el ROM, pero hoy en dia la mayoria de los BIOS estan almacenados en una
memoria flash capaz de ser reescrita, esto es lo que permite que se pueda
actualizar. EI BIOS se apoya en otra memoria, llamada CMOS porque se
construye con esa tecnologia, en ella carga y almacena los valores que necesita y
gue son susceptibles de ser modificados (cantidad de memoria instalada, numero
de discos duros, fechay hora, etc). A pesar de que apaguemos el ordenador, los
valores de la memoria de BIOS se mantienen intactos, ¢como es posible?, pues
gracias a una pila que la alimenta. Puesto que el consumo es muy bajo y se

recarga al encender el ordenador, la pila puede durar varios afios.

Cuando hay problemas con la pila, los valores de dicha memoria tienden a

perderse, y es cuando pueden surgir problemas en el arranque del tipo: pérdida de




fecha y hora, necesidad de reconfigurar dispositivos en cada arranque, y otros. En
caso de problemas sustituir la pila es trivial, basta con comprar una de iguales

caracteristicas, retirar la vieja y colocar la nueva en su lugar.

En condiciones normales no es necesario acceder al BIOS ya que, al
instalar un dispositivo, siempre que hayamos tenido la precaucién de asegurarnos
que es compatible o aceptable por nuestra placa base, éste es reconocido
inmediatamente y configurado por BIOS para el arranque. No obstante, hay
ocasiones en las que se hace necesario acceder a su configuracion, en este

manual veremos como hacerlo y algunos ejemplos

Acceso y manipulacion del BIOS: Para acceder al programa de
configuracion del BIOS, generalmente llamado CMOS Setup, tendremos que
hacerlo pulsando un boton durante el inicio del arranque del ordenador.
Generalmente suele ser la teclaSupr, aunque esto varia segun los tipos de placa
y en portatiles. Otras teclas empleadas son: F1, Esc, o incluso una combinacion,
para saberlo con exactitud bastara con una consulta al manual de su placa base o
bien prestando atencién a la primera pantalla del arranque, ya que suele figurar en

la parte inferior un mensaje similar a este: "Press DEL to enter Setup".

El aspecto general del BIOS dependera de qué tipo en concreto tenga en
su placa, las mas comunes son: Award, Phoenix (se han unido) y AMI. Bastante
similares, pero no iguales. El programa del BIOS suele estar en un perfecto inglés
y ademas aparecen términos que no son realmente sencillos, si no sabe lo que
esta tocando consulte el manual o a un especialista, de lo contrario se

encontrara con problemas.

Aunque tengan nombres diferentes, existen algunos apartados comunes a
todos los tipos de BIOS. Una clasificacion puede ser:

A. Configuracion basica de pardmetros - Standard CMOS Setup.




Opciones de BIOS - BIOS Features, Advanced Setup.
Configuracion avanzada y chipset - Chipset features.

Password, periféricos, discos duros, etc.

moo®

Otras utilidades.

Bajo el 1er punto se puede encontrar la configuracién de la fecha y hora,

los discos duros conectados (IDE) y la memoria detectada, entre otras cosas.

En el 2do punto existen muchos parametros modificables, suelen aparecer:

caché, secuencia de arranque (Boot sequence), intercambio de disqueteras, etc.

En el3er puntopodemos encontrar parametros relativos a las

caracteristicas del chipset, memoria RAM, buses y controladores.

Bajo el 4to punto hemos reunido una serie de opciones que suelen estar
distribuidas, gracias a ellas podemos insertar una contrasefia de acceso al
programa del BIOS, modificar parametros relativos a los periféricos integrados,

control de la administracién de energia, control de la frecuencia y el voltaje, etc.

Y finalmente en el 5t0 punto reunimos las opciones que nos permiten

guardar los cambios efectuados, descartarlos, cargar valores por defecto, etc.

En la parte inferior de la interfaz del programa podremos ver el inventario de
teclas necesarias para navegar entre las opciones y modificarlas, es importante

leerlo y tenerlo en cuenta.




Phoenix - Award WorkstationB10S CMOS Setup Utility

p Standard CMOS Features » Genie BI0S Setting
» Advanced BIOS Features » CMOS Reloaded

» Advanced Chipset Features Load Optimized Defaults

» Integrated Peripherals Set Supervisor Password

» Power Management Setup Set User Password
» PnP/RCI Configurations Save & Exit Setup

» PC Health Status Exit Without Saving

Esc : Quit tlee :Solect Iten
F10 : Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Tupe...

llustracién 18. Interfaz méas comun de BIOS (Award y Phoenix).

Modificaciones comunes: Ejemplos
Existen una serie de parametros que son susceptibles de ser modificados
en algin momento, de hecho, en la mayoria de foros de soporte técnico se

plantean esas dudas. Vamos a explicar cuéles son y usarlos como ejemplo:

A. Secuencia de Arranque: Esto le indica al BIOS a qué unidad ha de ir para
buscar el arranque del sistema operativo. La secuencia indica el orden de
izq. a der. en que se buscara en las unidades. Antiguamente el orden solia
marcar A C SCSl/otros lo cual indicaba que primero que debia mirar en la
unidad A (disquetera) y posteriormente en C(disco duro principal), gracias a
esto se podia arrancar el ordenador con un disco de arranque antes que el
sistema operativo. Hoy en dia esto ha cambiado en muchos casos, cuando
se necesita arrancar desde un CD (instalacion de sistemas operativos




(Windows XP, Linux) hay que modificar la secuencia de arranque (a menos
que el sistema sea tan nuevo que ya venga de fabrica) para que
inicialmente apunte a la unidad lectora de CD. Supongamos que la unidad
tiene la letra D, el orden podria ser D AC o D C A, por ejemplo.

La opcidn suele encontrarse enBIOS Features >> Boot
Sequence para los BIOS Award. En algunos casos en vez de integrarse en
una sola opcion, esto se realiza en varias, suelen referirse al orden de
arranque de dispositivos y se llaman: First Boot Device, Second Boot
Device, Third Boot Device y Boot Other Device. Basta especificar en cada
una cual es el dispositivo que arrancara en ese orden (First = primero,

Second = segundo, Third = tercero, Other = otro).

B. Modificar FSB/Multiplicador: Esto es una necesidad surgida en gran
medida a raiz del Overclocking, son los parametros que definen la
velocidad del bus frontal del sistema y el valor multiplicador del
procesador. Estos pardmetros se suelen modifican como consecuencia de
querer forzar el procesador a trabajar mas rapido. Para tocar esto se debe
hacer con total conocimiento, cualquier dafio al sistema queda bajo su
responsabilidad. La opcion se denomina Frequency/Voltage Control,
aunque puede llevar otro nombre. Se recomienda consultar manuales

sobre Overclocking para esta caracteristica.

C. Deshabilitar dispositivos integrados (tarjeta gréafica/sonido): Esto es
especialmente frecuente en los udltimos afios ya que las placas base
integran tarjetas graficas y tarjetas de sonido en la misma placa, y se podria
pasar sin tener que adquirirlas a parte, pero la mayoria de las ocasiones se
prefiere  adquirir una tarjeta externa (a bus PCI, AGP o PCI-Express) ya
qgue ofrecen mucha mejor calidad y prestaciones que las integradas. Para

poder usar las tarjetas que compremos hay que deshabilitar primero las que




van integradas, para ello debemos acceder al BIOS. Esta opcion tenemos
que consultarla en el manual de nuestra placa base porque depende
mucho del modelo, pero en general tendremos que localizar términos
como: Onboard Audio, Onboard Graphics, etc... Es probable que nos
veamos en la situacion de tener que actualizar el firmware del BIOS. Esto
puede ser debido a errores detectados de fabricacién, queramos instalar un
procesador nuevo o algun dispositivo reciente, o0 simplemente
anadir funcionalidades de las nuevas versiones del BIOS. Para realizar esto
se suele emplear un programa en Windows y un fichero con la informacién,
todo esto se debe descargar desde la web del fabricante de la placa base o
BIOS, teniendo en cuenta que hay que saber con total exactitud el modelo
de placa base que tenemos y el tipo de BIOS. Ademas, hay que aclarar
gue dicha operacion tiene un alto riesgo para nuestra placa, un error podria
ser fatal. Si surge algun problema podriamos dafar seriamente el BIOS y
tendriamos que recurrir a una tienda especializada para su reparacion o

substitucion.

Nota final: EI manual de la placa base es fundamental, siempre debemos
acudir a él cuando tengamos dudas manipulando el BIOS. Dicho manual es un

referente de vital importancia.

El BIOS es un programa delicado y siempre que lo manipulemos debemos
hacerlo con precaucion y conocimiento. Si tenemos dudas es mejor no tocar nada
y consultar a un profesional.

Para saber qué modelo de placa y BIOS tenemos se puede usar una gran
variedad de programas, recomiendo en particular el CPUZ de CPUID.org el cual
muestra los valores del procesador, placa base y memoria fundamentalmente.
Esto nos sera util si necesitamos los datos para una posible actualizacion de

software.




3.6 MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CPU

El medio ambiente que rodea a la computadora personal encuentra en ella
un iman de polvo, se preguntara y esto en qué me afecta. Pues resulta que el
polvo, aunado a un ambiente hiumedo o muy seco puede ser un magnifico
conductor eléctrico, lo cual puede provocar pequefas fallas en los componentes
electronicos de la computadora personal, asimismo el polvo acumulado reduce la
eficiencia de los ventiladores de enfriamiento y puede actuar como un manto
aislante que conserva el calor y no permite que la irradiacion de éste se aleje de

los componentes.

3.6.1 Mantenimiento correctivo, (fallas o averias)
Se entiende por mantenimiento correctivo la correccion de las averias o
fallas, cuando éstas se presentan. Es la habitual reparacién tras una averia que

oblig6 a detener la instalacion o maquina afectada por el fallo.

3.6.2 El post: un gran aliado

A la hora de localizar averias, también el PC puede ayudar en cierta
medida. Claro estd que se pueden establecer dos catalogaciones distintas de
problemas: software y hardware. En cuanto a la primera, la Unica
recomendacion valida es conocer el funcionamiento del sistema operativo. Cada
sistema tiene sus peculiaridades y la obligacion de un técnico es conocer a
fondo el o los sistemas operativos mas usuales. Esto, a veces, es complicado
dada la cantidad de versiones que proliferan en el mercado por lo que siempre

es conveniente contar con los manuales oportunos.

En cuanto a las averias de hardware, la PC dispone de su propio sistema
de deteccion de averias: el POST. ElI POST ("Power On Self Test") o también
llamado POD ("Power On Diagnostics") es una aplicacion firmare, es decir, es un
programa que se encuentra implementado en el hardware, concretamente en los

BIOS. Como su nombre indica, su misién es la de hacer un chequeo de la PC




justo en el instante del encendido. Asi, esta aplicacion es la responsable del
conteo de memoria que aparece cada vez que se arranca la maquina o de emitir

determinados mensajes en pantalla O acusticos a fin de identificar el problema.

Su funcionamiento, en esencia, consiste en lanzar al usuario un mensaje
concreto (codificado a través de un numero 0 con un literal explicito) indicando si
se ha producido un error. Asi, si intenta arrancar la PC mientras mantiene
pulsada una tecla, la pantalla le indicara algo semejante a "keyboard error" (error
en el teclado). Si el problema afectase al sistema de video o zonas vitales del
sistema que impidiesen visualizar informacion en el monitor, el POST
recurriria a un sistema acustico que, mediante pitidos, informase al usuario de la
anomalia ocurrida. Solo en casos muy concretos (fallo en placa base o en micro)
el POST no informaria de nada en cuyo caso se sabria que una de las dos zonas

vitales citadas tiene  problemas.

El tipo de mensajes del POST varia de forma significativa ya no solo entre
fabricantes sino, incluso, entre versiones de una misma compafiia productora de
BIOS. En este sentido se recomienda visitar las webs de los BIOS mas comunes a

fin de disponer de un listado completo de toda la informacion.

3.6.3 El gabinete

Este componente es necesario en todo computador, es el que tiene
incorporado dentro la mayoria de los componentes necesarios para el
funcionamiento de este y que nunca especificamos a la hora de comprar un
equipo. Si compramos un equipo de "marca” o compramos un equipo de una
cadena de tiendas de informatica, el gabinete o caja esta servida, y raramente
existe la opcién de hacer algiin cambio, excepto, en muy pocos casos, elegir entre

un gabinete de sobremesa o una mini/semitorre o una torre.




3.6.4 Fuente de alimentacion

La fuente de alimentacion se cubre de un blindaje metalico para evitar
interferencia de frecuencia con el sistema de video y para proteccién del usuario
que tenga necesidad por alguna razon de abrir su computadora. Se equipa de un
ventilador que sirve como sistema de enfriamiento para todos los componentes
dentro del gabinete. La fuente de alimentacién entrega dos voltajes basicos, 5
volts para la tarjeta madre y todos los demas circuitos, 12 volts para operar los
motores de las unidades y 0 volts (tierra). Generalmente los conectores de la
fuente son standard, la tarjeta madre recibe los conectores p8 y p9, cuyos hilos

negros siempre se conectan juntos al centro del conector de la tarjeta madre.

3.6.5 Ventiladores

Todo equipo de computo cuenta con al menos un ventilador dentro del
gabinete, que tiene como funcién la de extraer el aire caliente de su interior, el cual
es derivado del funcionamiento normal de los componentes eléctricos de la
computadora (asi como son: el procesador, el CD-ROM, la unidad de disquete, el
Disco Duro, y en ocasiones cuando también incluyen tarjetas o accesorios

especiales: Tarjeta de RED, DVD, Quemadores de CD, etc.)

3.6.6 Main board, mother board, board o tarjeta madre
La Tarjeta Madre, también conocida como Tarjeta Principal, Mainboard,
Motherboard, etc. es el principal y esencial componente de toda computadora, ya

gue alli donde se conectan los demas componentes y dispositivos del computador.

3.6.7 Conectores internos y puertos externos
En las tarjetas ATX los conectores estan todos concentrados y soldados a

la placa base




3.6.8 Bateria o pila
Elemento que permite operar sin conexion durante lapso de tiempo sin

conexion directa.

3.6.9 Microprocesadores

El (CPU) (siglas de Central Processing Unit). También llamada procesador,
es el chip o el conjunto de chips que ejecuta instrucciones en datos, mandados por
el software. La CPU o cerebro de la PC se inserta en la placa base en un z6calo

especial.

Los microprocesadores almacenan grandes cantidades de calor, debido a
los procesos y gran trabajo que este realiza, es por eso que necesitan un sistema
de enfriamiento o refrigeracion que permita mantener un nivel de calor 6ptimo para

evitar asi que se queme y este trabaje adecuadamente sin que se recaliente.

Comunmente estos componentes se colocan encima del chip y esta
compuesto de aluminio que es un material facil de enfriarse debido a su
composicién y se aseguran mediante un gancho metalico, acompafiado de un
extractor o disipador de calor para enfriar el aluminio y mantener la temperatura.
3.6.10 Memoria RAM

La memoria RAM (Random Access Memory, Memoria de Acceso Aleatorio)
es donde se guardan los datos que estan utilizando en el momento y es temporal.
A Diferencia de las Unidades de almacenamiento, ésta es volatil, Significa que su
contenido se borra cada vez que se apaga o reiniciar la computadora; también es

mas rapida, es decir que el acceso a los datos que mantiene es muy veloz.

3.6.11 Discos duros
Todas las computadoras actuales disponen de una unidad de disco duro es

la unidad de almacenamiento de informacion. Este es el que guarda la




informacion cuando apagamos la computadora. Aqui se guarda la mayoria de los
programas y el sistema operativo, pero puede ser borrada cuando sea necesario.
Esta compuesto por varios platos, es decir, varios discos de material
magnético montados sobre un eje central sobre el que se mueven. Para leer y
escribir datos en estos platos se usan las cabezas de lectura / escritura que
mediante un proceso electromagnético codifican / decodifican la informacion
que han de leer o escribir. La cabeza de lectura / escritura en un disco duro esta
muy cerca de la superficie, de forma que casi da vuelta sobre ella, sobre el
colchdn de aire formado por su propio movimiento. Debido a esto, estan cerrados

herméticamente, porque cualquier particula de polvo puede dafarlos.

3.6.12 Unidades de disco flexible

Las unidades de disco anteriormente eran 8 %, 5vY4, Y 3. %, los que
conocemos, esto es el diametro de los discos. Los discos de 5 ¥, manejaban
discos de 360 KB y 1.2 Mb. Se dice entonces que las unidades son de baja y alta
densidad respectivamente similarmente las unidades 3.5, que operan discos
de 720 Kb. Y 1.44Mb. Aplicandoles el mismo concepto de baja y alta densidad.

3.6.13 Multimedia (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW)

La unidad de CD-DVD debe de considerarse obligatoria en cualquier
computadora, que se ensamble o construya actualmente, esto es porque la
mayoria del  software se distribuye en disco compacto Las unidades de CD se
volvieron necesarias desde que practicamente dejaron de lanzar programas en

disquetes.

3.6.14 Teclado

Es un dispositivo periférico de entrada, que convierte la accion mecanica de
pulsar una serie de pulsos eléctricos codificados que permiten identificarla. Las
teclas que lo constituyen sirven para entrar caracteres alfanuméricos y comandos

a una computadora. Aun asi, es un componente muy importante, ya que es el que




permitira nuestra relacion con el PC, es mas, junto con el mouse son los
responsables de que podamos comunicarnos en forma fluida e inmediata con

nuestra PC.

En cuanto al conector al que utilizan podemos encontrar una gran variedad,
generalmente se utilizan los estandares DIN, y el mini-DIN. El primero es el
cldsico, aunque actualmente ya practicamente se esta erradicando vy
reemplazando por el PS/2 (mini-din, habituales en placas ATX), sin embargo,

todavia se los puede ver en computadoras tipo AT armadas.

También existen conectores USB al igual que en el mouse, pero todavia
con poco uso debido a su alto precio en los dos casos (teclado y mouse) y porque
no todas las PC’s cuentan con este tipo de conector (aunque en la actualidad
cada vez mas, y de a poco se va introduciendo este conector), de todas maneras,

No es una caracteristica preocupante ya que no altera el rendimiento para nada.

3.6.15 El mouse o ratén

El ratbn o Mouse informatico es un dispositivo sefialador o, de entrada,
recibe esta denominacién por su apariencia. Para poder indicar la trayectoria que
recorrio, a medida que se desplaza, el Mouse debe enviar a la computadora

seflales  eléctricas binarias que permitan reconstruir su trayectoria.

Existen dos tecnologias principales en fabricacion de ratones: Ratones mecanicos
y Ratones épticos.

Ratones mecéanicos: Estos constan de una bola situada en su parte inferior. La
bola, al moverse el ratdén, roza unos contactos en forma de rueda que indican el

movimiento del cursor en la pantalla del sistema informatico.




Ratones oOpticos: Estos tienen un pequefio haz de luz laser en lugar de la bola
rodante de los mecanicos. Un censor optico situado dentro del cuerpo del raton
detecta el movimiento del reflejo al mover el raton sobre el espejo e indica la
posicion del cursor en la pantalla de la computadora.

3.6.16 Monitores

El monitor es un dispositivo periférico de salida y muy importante en la
computadora, es la pantalla en la que se ve la informacién. Podemos encontrar
basicamente dos tipos de monitores: uno es el CRT basado en un tubo de rayos
catédicos como el de los televisores y el otro es el LCD, que es una pantalla plana
de cristal liquido como la de las calculadoras, teléfonos celulares o agendas
electronicas. (Ver ilustracion 19)

Los monitores son muy similares en cuanto a su forma fisica y posicion de botones

de control. Los botones de opciones mas comunes de un monitor son:

r") Ajustar el nivel de "Contraste" | Aumenta o disminuye el

~ de la pantalla. tamafio del é&rea visual
Horizontalmente.

_@(_ Ajusta el "Brillo" de Ila I Aumenta o disminuye el

A

pantalla. tamafio del é&rea visual

j Cambia la

Verticalmente.

posicion n Desmagnetiza la pantalla y

"Horizontal" del area visual,
con relaciéon a la base de la
pantalla.

Cambia la posicion "Vertical"
del area visual, con relacion

a la base de la pantalla.

elimina desigualdades de
colores causadas por

cambios eléctricos.

llustracion 19. Botones de control de monitor.




Tipos de Monitores

CRT. EI CRT (Cathode Ray Tube — Tubo de Rayos Catddicos) es el tubo de
imagen usado para crear imagenes en la mayoria de los monitores de sobremesa.
En un CRT, un cafién de electrones dispara rayos de electrones a los puntos de
fésforo coloreado en el interior de la superficie de la pantalla del monitor. Cuando

los puntos de fésforo brillan, se produce una imagen.

LCD. El LCD (Liquid Crystal Display — Pantalla Cristal Liquido) es una
pantalla de alta tecnologia, la tela de cristal liquido permite mayor calidad de
imagen y un area visible mas amplia. Son rapidas, presentan alto contraste y area
visible mayor de lo que la imagen del monitor CTR convencional, ademas de
consumir menos energia. Una de las caracteristicas y diferencias principales con
respecto a los monitores CTR es que no emiten en absoluto radiaciones
electromagnéticas dafinas, por lo que la fatiga visual y los posibles problemas

oculares se reducen.

3.7 RECOMENDACIONES DE OPERACION

Aqui entra en practica el mantenimiento preventivo; algunas
recomendaciones de operacion para las computadoras son: mantener actualizado
el software, dar limpieza externa al equipo, no sobrecalentarlo de acuerdo a las

especificaciones técnicas, entre otras cosas.
3.7.1 Conviene reparar o actualizar

Reparar hace referencia al mantenimiento correctivo y actualizar al
mantenimiento preventivo.

3.7.2 ¢Hasta qué punto conviene reparar y/o actualizar un equipo?

Por rara que a primera vista la pregunta pudiera parecer, lo cierto es que en

una PC se repara nada o muy poco. En la mayor parte de los casos se opta por la




sustitucion del componente averiado lo que conlleva que no sea preciso disponer
de conocimientos previos de Electronica (si bien a veces es recomendable tener
algunas nociones basicas, por lo menos, de Electronica analédgica). Este sistema

de reparacion por sustitucion se fundamenta en dos razones de peso:

A. Complejidad. Los componentes electronicos de la PC, aun en el caso mas
bésico, son extremadamente complejos. Su andlisis, ademas de requerir un
técnico muy cualificado en electronica, implicaria la disponibilidad de
instrumental muy avanzado y, costoso. Téngase en cuenta que tan solo las
frecuencias que se manejan en un PC requeririan osciloscopios,
analizadores y demas instrumental de una velocidad muy elevada. Por otro
lado, no es normal que un fabricante proporcione documentacion técnica en
el &mbito hardware para la reparacién. Sobra decir que en la mayor parte
de los casos estos componentes no se referencian de un modo estandar,
desaparecen del mercado una vez agotado el ciclo de produccion, en el
caso de poder detectar la averia, seria imposible adquirir el componente

defectuoso.

B. Precio. La mayor parte de los componentes del PC tienen un precio que en
ningun caso justifica la inversion de horas de un técnico y, ni mucho menos,
la amortizacion del instrumental averiado. Si toma el rol de técnico, opte por
sustituir el componente defectuoso; sin duda, ahorrara dinero a su cliente.
Si por el contrario su rol es de cliente, desconfié de los técnicos que
"arreglan" componentes: salvo los errores obvios y de caracter mecénico,
estos componentes no se pueden reparar y siempre sera mas barata la
sustitucion.

Asi, la funcion de un técnico consiste en determinar la averia y, una vez que
se considera localizada, comprobar la veracidad del diagnostico mediante la
sustitucion del componente. Como caso excepcional se podria hablar de la

fuente de alimentacién que, dado su caracter analégico, puede admitir




alguna intervenciéon puntual. Aun asi, su bajo precio recomienda

no emplear demasiado tiempo.

Antes de embarcarse en una titanica tarea de reparacién, evalué el precio
del componente y su precio hora. Por otro lado, piense también en la
conveniencia de disponer de componente completamente nuevo frente a
uno reparado. Por poner un ejemplo, una fuente de alimentacion puede
costar, aproximadamente, unos $300.00 pesos. Si decide repararla, piense
gue entre los componentes usados y su intervencion el precio debera ser
inferior a los citados $ 300.00 pesos y, ademas, debe merecer la pena para
que el usuario opte por esa reparacion (siempre sera una fuente "retocada"
frente a la garantia y fiabilidad que ofrece el adquirir una fuente nueva).

Seguramente su conclusion sera la de no reparar.

NO obstante, quizas lo expuesto pueda parecer que la labor de un técnico
se cifia a un simple "cambia-piezas" pero, en realidad, hay mas. Téngase
en cuenta que la efectividad en una reparacién es, en gran medida, la
eficiencia, entendiendo por esta la capacidad de resolver problemas en un

intervalo de tiempo.

3.7.3 Clasificacion términos informéticos

Tarjeta madre

Hardw

are: la parte fisica del ordenador (placa, micro, tarjetas, monitor.)

ATX: formato de placa base bastante moderno cuyas principales
caracteristicas son una mejor ventilacién y accesibilidad, ademas del uso

de clavijas mini-DIN y una gran integracion de componentes.




BABY-AT: el formato de placa base mas extendido en el mundo PC, en
progresiva sustitucion por el ATX, del que se diferencia entre otras cosas
por usar clavija DIN ancha para el teclado y tener una peor disposicion de

los componentes.

BIOS: Basic Input-Output System, sistema basico de entrada - salida.
Programa incorporado en un chip de la placa base que se encarga de

realizar las  funciones basicas de manejo y configuracién del ordenador.

BUS: canal por el que circula informacién electrénica en forma de bits. El

ancho de bus es el numero de bits transmitidos simultdneamente por el bus.

Tipos de puertos

Fireware: "cable de fuego" o "IEEE 1394", un estandar para la conexién de

dispositivos al ordenador, tanto interna como externamente. De muy reciente

aparicion, estd muy poco extendido, pero se prevé que sustituya a EIDE y SCSI,

con ve

locidades tedricas empezando en 25 MB/s y quizé llegando hasta 1 GB/s.

USB: Universal Serial Bus, bus serie universal. Tipo de conector que puede
soportar hasta 126 periféricos externos, con un ancho de banda a compartir
de 1,5 MB/s, lo que lo hace especialmente indicado para ratones,

impresoras, joysticks o médems.

PARALELO: Es una interfaz entre una computadora Yy un periférico , cuya
principal caracteristica es que los bits de datos viajan juntos, enviando un

paquete de bytes a la vez.

SERIAL: Es una interfazde comunicaciones de datos digitales,

frecuentemente utilizado por computadoras y periféricos, donde la




informacion es transmitida bit a bit enviando un solo bit a la vez, en

contraste con el puerto paralelo que envia varios bits simultaneamente.

Unidades de medida

BIT: unidad minima de informacion de la memoria, equivalente a un "si" (0)

o un "no" (1) binarios. La unién de 8 bits da lugar a un byte.

BYTE: unidad de informacion, compuesta de 8 bits consecutivos. Cada byte

puede representar, por ejemplo, una letra.

KILOBYTE: Un KB (Kilobyte) son 1.024 bytes. Debido al mal uso de este

prefijo (Kilo, proveniente del griego, que significa mil)

MEGABYTE: Megabyte (MB). - EIMB es la unidad de capacidad mas
utilizada en informatica. Un MB son 1.024 KB, por lo que un MB son
1.048.576 bytes. Al igual que ocurre con el KB, dado el mal uso del término,

cada vez se esta  empleando mas el término MB

GIGABYTE: gigabyte, multiplo del byte equivalente a 1024 megabytes. Mas

correcta, aunque menos utilizada, es la forma Gb. Coloquialmente, giga.

TERABYTE: Terabyte (TB). Un Terabyte son 1.024 GB. Aunque poco
utilizada aun, al igual que en los casos anteriores se esta empezando a

utilizarla  acepcion Th

PETABYTE: Un peta byte es una unidad de medida de memoria (2 elevado
a 50) que es igual a 1.024 Terabytes (en realidad 1.125.899.906.842.624
bytes).




e HZ: Hertzio, unidad de medida de la frecuencia equivalente a 1/segundo.
Utilizado principalmente para los refrescos de pantalla de los monitores, en
los que se considera 60 Hz (redibujar 60 veces la pantalla cada segundo)

como el minimo aconsejable.

e MHZ: Megahertzio, multiplo del hertzio igual a 1 millon de hertzios. Utilizado

para medir la "velocidad bruta" de los microprocesadores.

Discos duros

e HDD: Hard Disk Device, forma inglesa de denominar al disco duro.

e ATA: Advanced Technology Attachment, dispositivo conector de tecnologia
avanzada. El estandar en que se basa la tecnologia IDE.

Tarjetas
e AGP: Advanced Graphics Port, o Puerto Avanzado para Graficos. Tipo de
slot dedicado en exclusiva a tarjetas graficas, de prestaciones iguales o
superiores al PCI dependiendo de la version de AGP que se trate (1x o 2x).

e ISA: Industry Standard Architecture, un tipo de slot o ranura de expansion
de 16 bits capaz de ofrecer hasta 16 MB/s a 8 MHz.

e EISA: Extended-ISA, tipo de slot para tarjetas de ampliacion basado en el
estandar ISA, pero de 32 bhits y capaz de 32 MB/s de transferencia,

actualmente en desuso debido a la implantacion del PCI.

Tipos de memoria
e Bufer (buffer) es una memoria en la interfaz del disco duro o en la unidad
de lectura/grabacion de CD, utilizada para hacer caché de las

operaciones, con el fin de optimizar el acceso a los datos o proveer un




colchén de seguridad que permita mantener sin interrupcion datos para la
grabacion mientras la CPU atiende otros programas. Su valor esta por el

orden de los 2 y los 8 MB.

CACHE: cualquier tipo de memoria "intermedia” entre dos aparatos, que
acelera las comunicaciones y transmisiones de datos entre ellos. Por
extension, se aplica a la "caché de nivel 2", es decir, la que esta en la placa

base, entre el microprocesador y la memoria

CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor, un tipo de memoria
que se caracteriza por consumir muy poca energia eléctrica, lo que la hace

idénea para almacenar datos de los BIOS.

RAM: Random Access Memory, o Memoria de Acceso aleatorio. La
memoria principal en la que se almacenan los datos durante el
funcionamiento de un ordenador, la cual se borra al apagarlo. De diversos
tipos (Fast Page, EDO, SRAM) y conectores (SIMM, DIMM).

ROM: Read Only Memory, o Memoria de solo lectura. Un tipo de memoria
"estética", es decir, que no se borra al apagar el ordenador y en principio en
la que no puede escribirse, salvo que se empleen métodos especiales.

Usada sobre todo para guardar los BIOS del ordenador.

SIMM: tipo de conector para memoria RAM. Existe en versiones para

modulos de 30 y 72 contactos.

DIMM: tipo de conector para memoria RAM; los modulos a conectar tienen
168 contactos.




3.7.4 Normas de seguridad

Reglas de seguridad e higiene

Todas las precauciones ayudaran a no crear mas averias de las iniciales y,

sobre todo, a garantizar la integridad del técnico. Recuérdese que, a pesar de que

en la PC las tensiones son minimas, no ocurre lo mismo si se manipula el interior

de una fuente de alimentacion o un monitor que, a pesar de llevar varios dias

desconectado, puede provocar importantes descargas eléctricas. Bajo este

criterio, se han desarrollado los siguientes:

A. Apagar el ordenador o equipo de manera correcta

@

Respaldar siempre la informacion.

C. Ser precavido, tener precaucion. Ante todo, a la hora de abrir un ordenador

debe imperar el sentido comun. Apunte y tome nota de todas las
conexiones, y de todo aquello que sea de interés.
“Jamas — nunca desconectar dispositivos periféricos de un puerto con la

maquina prendida”

E. Jamds abrir un equipo cuando este encendido

Jamas desconectar un equipo directamente de la toma de corriente cuando
este encendido

Evitar Cortocircuitos. No manipule la PC estando conectada a la
electricidad. Los cortocircuitos pueden incidir tanto en el técnico como en
los componentes. Asi, la fuente de alimentacion tendra 220 v de corriente
alterna, suficientes como para causar importantes lesiones. Por otro lado,
en la arquitectura ATX las PC nunca se desconectan (entran en un estado
de espera), la manipulacion de tarjetas puede provocar cortocircuitos que
dafien las placas. Esto puede suceder, simplemente, con la insercion o
extraccién de una tarjeta o la memoria.

Eliminacion de Electrostatica. Nuevamente se recomienda un cuidado

especial en la manipulacion de tarjetas. Trabaje siempre con una pulsera




electrostatica y, en el peor de los casos, "descarguese” mediante el
contacto de un conductor conectado a tierra.

I. Uso de Herramienta. No improvise Utiles. Es indispensable contar con la
herramienta adecuada. El uso de destornilladores planos sobre tornillos de
estrella y operaciones similares solo crean un mayor esfuerzo y problemas
futuros que debera solucionar. Empiece invirtiendo en su hobby o profesion
contando con el instrumental adecuado.

J. lluminacién. Trabaje en un sitio suficientemente iluminado, si ademas es
posible disponga de una luz mévil adicional que le permita iluminar al
interior de la PC cuando sea necesario. A veces es preciso localizar
jumpers o leer serigrafias que requieren de una fuente de luz adicional.

K. Ubicacion. Trabaje en un sitio amplio y limpio. En breve que se empiece a
manipular y a desmontar la PC, comenzara a tener tornillos y componentes
gue debera dejar de forma ordenada en la mesa de trabajo. Evite trabajar
en sitios con poco espacio o con muchos objetos que puedan favorecer la
perdida de tornillos y otros objetos pequefios.

L. Elaborar formato de recepcién de equipo.

M. Uso de extinguidores, especialmente contra partes eléctricas (bioxido de
carbono)

N. Como punto final, trabaje en condiciones idoneas. Si bien no aseguraran el
éxito de la reparacion, al menos garantizara que no se empeoren las cosas.
El resto, en gran medida, dependera de la habilidad y conocimientos del

técnico.

3.7.5 Preparacion de discos duros

Particion: Una particion de disco, en informéatica es el nombre genérico que
recibe cada division presente en una sola unidad fisica de almacenamiento de
datos. Toda particion tiene su propio sistema de; generalmente, casi cualquier
sistema operativo interpreta, utiliza y manipula cada particion como un disco fisico

independiente, a pesar de que dichas particiones estén en un solo disco fisico.




A. Particion primaria: Es aquella donde se instala principalmente el sistema

operativo y todas las opciones a utilizarse.

B. Particibn secundaria: Se podra utilizar para almacenar todos los

documentos creados por el usuario.

C. Particion no-dos: En este tipo de particiones se podra llegar a instalar un

segundo sistema operativo por ejemplo Linux o Unix.

Formato de particiones

e FAT. (file allocation table / tabla de localizacion de archivos) este formato se
utiliza en los sistemas operativos. Este formato trabajaba a través de ligas,
propiciando asi. Perdida de informacién o archivos. Lento en su transmision
de datos o informacion. Es el sistema de archivos tradicional de MS-DOS y
las primeras versiones de Windows. Por esta razon, es considerado como
un sistema universal, aunque padece de una gran fragmentacién y es un

poco inestable.

e NTFS. Este formato es el mas nuevo y es utilizado por las plataformas de
Windows xp Yy vista es mas confiable en su almacenamiento y méas rapido
en su lectura. Es muy estable. El problema es que es privativo, con lo cual
otros sistemas operativos no pueden acceder a €l de manera transparente.
Desde Linux s6lo se recomienda la lectura, siendo la escritura en estas

particiones un poco arriesgada.

e ReiserFS: Es el sistema de archivos de Udltima generacion para Linux.

Organiza los archivos de tal modo que se agilizan mucho las operaciones




con éstos. El problema de ser tan actual es que muchas herramientas (por

ejemplo, para recuperar datos) no lo soportan.

e SWAP: Es el sistema de archivos para la particion de intercambio de Linux.
Todos los sistemas Linux necesitan una particion de este tipo para cargar
los  programas y no saturar la memoria RAM cuando se excede su
capacidad. En Windows, esto se hace con el archivo pagefile.sys en la

misma particion de trabajo, con los problemas que conlleva.

3.8 RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Encontramos en esta investigacion que se acepta la Hipétesis nula

Hipdtesis nula: El control estadistico de la calidad mejora el servicio al cliente
cuando se detectan causas que hacen fallar a su computadora.
Asi es que debemos rechazar la Hipdtesis alternativa. Y Aceptar que podemos

mejorar el servicio al cliente, utilizando el control estadistico de la calidad.

Hipotesis alternativa: El control estadistico de la calidad No mejora el servicio al
cliente cuando se detectan causas que hacen fallar a su computadora.

Referente al objetivo general. Realizar el control estadistico de la calidad en el
servicio al cliente, se incrementa la cultura del usuario como del técnico que la

supervisa.

Aprendimos si utilizamos el diagrama de flujo al dar el mantenimiento
preventivo y correctivo se agiliza encontrar las fallas y se reduce el tiempo de
servicio. Logrando aumentar la durabilidad al equipo.

En la investigacion logramos recopilar y documentar tareas necesarias al
Elaboracion de instructivo de uso para la Capacitacion de los trabajadores, en la

tesis estan en el punto de la metodologia en el capitulo 3, asi como presentamos




el manual de mantenimiento preventivo y correctivo de un CPU, y los puede
consultar en la metodologia en los subtemas 3.5 y 3.6. Las recomendaciones de

operacion, para usuarios y lo puede consultar en el subtema 3.7 de esta tesis.

Dejamos en el subtema 3.7, para los alumnos que aprendan a utilizar el
control estadistico de la calidad, durante su formacién profesional, dado que
agiliza encontrar las soluciones y desarrolla habilidades que mejora en el

funcionamiento de computadoras.

Es momento de sacar provecho a la siguiente interrogante:
¢, Qué es la optimizaciéon de procesos y cuales son los pasos?

El propésito de la optimizacion de procesos es reducir o eliminar la pérdida
de tiempo y recursos, gastos innecesarios, obstaculos y errores, llegando a la
meta del proceso. Nosotros sélo gastamos tiempo corrigiendo un error si este

existe. No es suficiente saber esto, pero si, saber la forma de lograrlo.

A continuacién, se muestran los 4 pasos para llegar a ese objetivo general:

En ler lugar: Es necesario identificar qué es la optimizacion de procesos
para su empresa. Piense en un proceso de su empresa que le esta costando mas
de lo debido, o que esta causando el descontento de los clientes, o incluso
provocando estrés a los empleados. Ahora, haga preguntas acerca de este
proceso, con el fin de determinar cuél es la columna vertebral del proceso, los

articulos que no pueden cambiar.

e (Cual es el objetivo final de este proceso? ¢Cual debe ser el
resultado?

e ;Donde comienza el proceso y donde termina?




e Qué actividades son parte del proceso y lo llevan para
adelante?
e (Qué departamentos y funcionarios estan involucrados?

e (Qué informacioén viaja entre los pasos?

Tenga en cuenta que nos preguntamos cual es el proceso y no como lo hacemos.

En 2do lugar: Repensar este es el momento de mapear el proceso, con la
preocupacion de como los pasos se realizan, como fluye el proceso, como parte
de la optimizacion de procesos. Preguntese a si mismo y a su equipo las

siguientes preguntas:

* ¢ Hay una mejor manera de llevar a cabo este proceso?

« ¢Cbmo se conduce exactamente este proceso?

+ ¢ Cuanto papel (por ejemplo), se utiliza en este proceso?

+ ¢Cuanto tiempo demora para que el proceso sea realizado por
completo?

+ ¢ Cuanto tiempo se pierde en la reanudacion y correccion de errores?

+ ¢Dobnde se paraliza el proceso?

Es importante tener una visibn micro y macro. Cada detalle es importante,
desde la forma como se escribe un correo electrénico, hasta la percepcién de lo
que quiere el cliente.

Compare las respuestas a estas preguntas con el primer paso, tal vez asi, usted
descubrird que las tareas que parecian esenciales, de hecho, son prescindibles.

Las personas se encuadran en Insistir en los mismos errores y esperar resultados
diferentes, es la receta del fracaso. De aqui con otro enfoque podemos aprender
que repetir y aumentar las practicas exitosas, es la clave para prosperar.

Recomendamos que:




En 3er lugar: Automatizar los procesos que han sido probados y
aprobados, distriblyalos por la empresa y vea los resultados en la reduccion de
gastos, la prevencion de errores, la disminucion de desperdicios y una mayor

productividad.

En 4to lugar: Recomendamos Implementar, porque después de conocer el
proceso en detalle e identificar las posibilidades de cambio y la necesidad de
mejoras, es el momento de poner en préctica el proceso de una manera nueva.

Esta es una parte delicada de la optimizacion de procesos.

Es crucial tanto para los objetivos del proceso como para la optimizacién de
los mismos, que todos adopten el nuevo proceso desde el principio y apliquen
todos los cambios que muestran. Asi podemos comprobar los resultados, obtener
informacion y ver si las mejoras fueron positivas o no. Puede suceder que el
proceso no termine como estaba previsto, que el equipo no se acostumbre, que la
aplicacion no se haya hecho correctamente. En tales casos, es necesario iniciar el

proceso de nuevo.
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